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Verfahren zur Verbesserunp; der Haftung 

der Oberflache eines isolierenden Substrats 



PATEN2ANSPRUCHE 



l.y Yerfahren zur Yerbesserung der Haf tung der Oberflache 
eines isolierenden Substrats gegenuber stronlos auf- 
getragenen XJetalluberzugen unter Anwendung einer Kleb- 
mittelschicbt, dadurcb gekennzeichnet , 
dafl man 

1) auf die Oberflache des isolierenden Substrats eine 
Schicbt eines KLebmittels auftragt, das (A) einen 
Kautschuk, der ein Acrylnitril-Butadien-Copolymeres, 
Polychloropren, Polybutadien oder ein Gemisch solcher 
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ICautschulce darstellt, una (3) ein thermisch harthare3 
Ears, welches ein Spoxyharz des Bisphenol-A-Typ3, ein 
Epoxyharz des ITovolak-Typs, ein alicyclische3 Glycidyl- 
atherhars, ein Phenolharz des Resol~2yps, ein Phenol- 
harz dea ?TovoloIc-!Cyps, ein Alkylphenolharz oder ein 
(xemisch solcher Harze sein kann, in der Ueise enthalt, 
da!3 die IConponente (B) in Form von im v/esentlichen 
kugeligen Ceilcben ait einem Teilchendurchmesser von 
0,5 his 15 Jim in einer aus der Komponente (A) hestehen- 
den Icontinuierlichen Phase dispergiert ist und in deni 
duroh die Porsel 



definierten Mengenanteil vorliegt, 

2) das Klehisittel einer thermischen Hartung unterwirft, 
und 

3) die Oherflache der Schicht aus dem thernisch ge- 
harteten Elehmittel einer Atzhehandlung mit Ililfe eines 
0;cydationsraittel3 unterwirft, so daB die therroi3ch ge- 
h-Mrteten Teilchen der Komponente (B) in der Oherflache 
der Klehnittelschicht erscheinen, 

und daB die xait de;n Oxydationsmittel hehandelte Schicht- 
oherflache dadureh fur die stroalose Hetallisierung 
sensihilisiert v;ird, daS entv/eder Ka t aly s at orlcer n e 
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deia in Stufe 1) angev/endeten Elebmittel einverleibt v/erden 
Oder Katalysatorkerne nach Durchfiihrung der Stufe 3) au£ 
die rait deia Oxydationsmittel behandelte Schichtoberf lache 
aufgetragen verden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daQ man die Schicht des Klebmittels in einer 
Dicke von 30 bis 60 pi au3bildet. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch g e k e n n - 
zeichnet, da«3 man die thermische Kartungsbehand- 
lung durch Erhitsen auf eine Temperatur von etv;a 130 bis 
180°C v/ahrend 0,5 bis 2 Stunden durchfiihrt. 

4. Verfahren nach einem der Anspruch e 1 - 3 , dadurch 
gekennzeichnet , daB man das Itzen der 
Komponente (A) in einen solchen Ausmp.3 durchfiihrt, daB 
die Komponente (A) in der Elebmittelschieht bis zu einer 
lief e von etwa 20 bis 40 f* der Dicke der Klebmittel- 
schicht herausgeatzt ist. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1-4, dadurch 
gekennzeichnet , daG man zuia Auf tragen 
der Schicht des Klebmittels auf die Substratoberf lache 
ein flussiges System, v/elches (A) die Eautschukkoraponente, 
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(3) das thermisch hartbare Harz und ein Lbsungsmittel ent- 
halt, wobei die IComponente (B) in einem durch die Formel 



def inierten Anteil vorliegt und einen LP-Yfert hat, der 

um 1 bis 4 hoher als der der Komponente (A) ist, aufbring-fc und 

anschlie£end das Losungsmittel verdampft. 

6. Verfahren zur Eerstellung einer gedruckten Leiterplatte, 
bei den au£ die gesamte Oberflacbe eines isolierenden 
Substrata, v/elches mit either Scbicbt eines KLebmittels 
tiberzogen ist, deren gesamte Oberflacbe secsibilisiert 
ist, durch stroialose Metallisierung eine ursprxingliche 
dunne Leitermetallabscheidung aufgetragen v;ird, auf die 
stromlos metallisierte Ooerflache des Substrata eine 
Resistraaske zur Ausbildung eines Hegativbilds des ge- 
vunschten Scbaltungsiausters aufgebracbt v/ird, die nicht- 
maskierten Bereicbe der ursprtinglichen diinnen Leiter- 
metallabscbeidung durch Elektrometallisierung mit einem 
zusatzlichen Leitermetall tiberzogen werden, um die Leiter- 
bereicbe der Schaltung bis zu einer gewtlnschten Gesaiat- 
dicke aufsubauen, die Resistmaske von den nicbt den 
leiter bildenden Teilen der Oberflacbe entfemt werden 
und die gesamte uroprttngliche dtinne stromlos aufge- 
tragene Ketallabscheidung von den demaskierteri Teilen 
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v/eggeatzt v/ird, dadurcb gekeunzeichnet , 
daB man als isolierendes Substrat ein gesaB einem der 
Anspriicbe 1-5 bergestelltes Substrat verwendet. 

7. Yerfabren zur Herat ellung einer gedruckten Leiterplatte, 
bei dem auf einem isolierenden Substrat, das mit einer 
Klebmittelscbicbt verseben ist, deren gesamte Oberflacbe 
sensibilisiert ist, eine Resistmaske unter Ausbildung 
eines Hegativbilds des gevriinscbten Scbaltungsmusters an- 
geordnet wird und die nicbtmaskierten "Bereiche der 
Substratoberflacbe stromlos mit einem Leiternetall metalli- 
siert v/erden, um die Leiterbereicbe der Scbaltung in der 
gev/iinscbten Diclce aufziibauen, dadurcb g e k e n n - 
zeicbnet, daB man als isolierendes Substrat ein 
gemafi einem der Anspriicbe 1-5 bergest elites Substrat 
verwendet* 

8. Verfabren 2rur Herstellung einer gedruckten Leiterplatte, 
bei dem eine auf ein isolierendes Substrat aufgetragene 
KLebmittelscbicbt in der Weise sensibilisiert v/ird, da!3 
Katalysatorkerne nur in den vorbe3timnrfcen Bereieben des 
Scbaltungsmusters auf die Scbicbt aufgetragen v/erden 
und nacb dem Auftragen des Katalysators die sensibili- 
sierten Bereicbe des Scbaltungsmusters durcb stromlose 
Hetallisierung mit einem Leitermetall liber zogen v/erden, 

um die Leiterbereicbe der Scbaltung bis zu der gev/unscbten 
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Dicice auf zubauen, dadurcb gekennzeicbnet , 
daB man als isolierendes Substrat ein uach einen der 
Anspruche 1-5 berge3tellte3 Substrat verv/endet und die 
Katalysatorlcerne nacb Durcbfubrung der Stufe 3) in den 
vorbestirraten Bereicben de3 Scbaltuugsrnusters auf die 
mit Oxydation3mittel bebandelte Scbicbtoberflacbe auf- 
tragt. 

Verfabren nacb Ansprucb 8, bei dem die 3enaibili3ierung 
der Oberflacbe der Elebmittelsobicbt in den vorbestimm- 
ten Bereicben erfolgt, indea die nit Oxydationsmittel 
bebandelte Scbicbtoberf laebe des Substrata nit einer 
LSsung einar strabluiigsempf indlichen Masse beliandelt 
v/ird, v/elcbe ein redusierbares Salz eines zur Katalyse 
der stronlosen Abscbeidung eines leitermetalls *eeig- 
ueten Metalls, ein strablungsempf indlicbes Reductions- 
mittel fur dieses Sals und ein selcundares Redulctions- 
mittel in einem saurebaltigen flussigen Hedium entbalt, 
bebandelt wird und somit auf der mit Oxydationsmittel 
bebandelten Scbicbt des Substrata eine Scbicbt der 
strablungsempfindlicben Basse abgescbieden v;ird, danacb 
ein Film auf der so bebandelten Scbicbtoberflacbe des 
Substrata angeordnet v/ird, der ein Hegativbild des 
Schaltungsmusters tragt, die Scbicbt der strablungs- 
empf indlichen Masse durcb diesen Film der Strablungsenergie 
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ausgesetzt wird, v/o"bei das Ketallsalz zu den laetallischen 
Katalysatorkernen reduziert wird, und der Film von der 
Schicht entfemt wird, dadurch gekennzeich- 
n e t , daB man ein nacb einem der Ansprticbe 1-5 er- 
haltenes isolierendes Substrat verwendet . 
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BESCKREIBUITG 



Die Erfindung betrifft ein Verfabren, mit dessen Kilfe die 
Oberflacbe eines isolierenden Substrata baftend gegeutiber 
einer Metallabscbeidung gemacbt wird, die stromlos auf dieses 
Substrat aufgetragen wird. Die Erfindung beziebt sicb ins- 
besondere auf ein Verfabren zur Verbesserung der Haftung 
zwiscben der Oberflacbe eines isolierenden Substrats und 
einer stromlos darauf aufgetragenen Metallabscbeidung, bei 
dem auf der Substratoberflacbe eine Scbicbt eines klebenden 
Katerials mit spesifiscber Zusanmensetzung und spezifiscber 
Struktur ausgebildet v/ird. Die Erfindung beziebt sicb auBer- 
dem auf ein Verfabren zur Herstellung einer gedruckten 
Scbaltungsplatte beziebungsweise Leiterplatte mit Hilfe des 
additiven Verfabrens, wobei eine Leiterplatte mit ausge- 
zeicbneten Eigenscbaf ten durcb Ausbildung einer Scbicbt des 
vorstebend genannten spezifiscben klebenden Materials auf 
der Substratoberflacbe erbalten wird. 

Leiterplatten wurden in vorteilbaf ter Weise in groBem Umfang 
angewendet, urn die Herstellungskosten von zablreicben elek- 
troniscben Vorricbtungen und Apparaten zu vermindern und um 
die Wirkungsweise und Verla31icbkeit solcber Apparate und 
Vorricbtungen zu verbes3ern. Die daftir angev/endeten Her- 
stellungsmetboden und Materialien wurden daber standig ver- 
bessert. 

Die gebraucblicbe Ketbode, die auf diesem Facbgebiet am 



809847/0945 




2821303 



Q 



baufigsten zur Herstellung von gedruckten Scbaltungsplatten 
angewendet wurde, 1st das sogenannte "itzf olien-Verfabren". 
Dieses gebraucblicbe "Atzf olien-Verfabren" bestebt darin, 
da3 die Kupferfolie einea aufplattierten Kupf er substrats 
unter Ausbildung des gewttnscbten Scbaltungsmusters geatzt 
wird und daB Kupzer elektrolytiscb auf die Innenwande der 
durcbgebenden Locber aufgetragen wird, wobei eine Losung zur 
elektrolytiscben Abscbeidung des Kupf erpyropbospbattyps ver- 
wendet wird, die zur Ausbildung einer Kupxerabscbeidung mit 
ausgezeicbneter gleicbmafiiger Eaftung befabigt ist. Dieses 
It zf olien-Verfabren zeigt jedocb den inbSrenten Nacbteil, 
dafi das Kupf erfolien-Isiminat notwendigerweise von den Be- 
reicben mit Ausnabme der Leiterbereicbe weggeatzt wird. Urn 
diesen Nacbteil, der bei dem Atzf olien-Verfabren unvermeid- 
bar ist, zu beseitigen und um die Verbindung zwiscben Strom- 
kreisen beziebungsweise Scbaltungen auf beiden Seiten des 
Substrats mit Hilfe von durcbgebenden LBcbern zu erleicbtern 
wurde das "additive Verfabren" entwickelt, fur das die Aus- 
bildung von Leiterscbaltbereicben unter Anwendung der otrom- 
losen Metallisierung kennzeicbnend ist. 

Das vorstebend erwabnte additive Verfabren lafit sicb in f ol- 
gende Verfabren (I) und (II) unterteilen. 

Das Yerfabren (I) bestebt aus folgenden Stufen: 

(1) Ausbildung von durcbgebenden Lbcbern in einem isolieren- 
den Substrat; 

(2) Auftragen von Katalysatorkernen auf die gesamte Ober- 
fiache des Substrats (diese Stufe kann weggelassen 
werden, wenn ein Substrat eingesetzt wird, dem bereits 
Katalysatorkerne einverleibt sind); 

(3) stromloses Aufmetallisieren einer ursprunglictaen diinnen 
Leite^ijBtallabscbeidung (etwa 1 bis 10 pi) auf die ge- 
samte; bberflacbe des Substrats; 

' \ i 
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(4) 



Auftragen einer Resistmaske auf die stromlos raetallisierte 



Oberflacbe des Substrata unter Bildung eines negativen 
Bilds des gewiinschten Scbaltungsmusters; 

(5) Elektrometallisieren der nicbtmaskierten 3ereicbe der an- 
fanglicben Leitermetallabscbeidung mit e in era zusatzlicben 
leitermetall zum Aufbauen der Leiterbereicbe der Scbal- 
tung bis au der gewttnacTaten Gesamtdicke (etwa 30 bis 50 pi); 

(6) Abzieben der Resistmaske von dem nicbt die Scbaltung 
bildenden Bereicben der Oberflacbe; und 

(7) Wegatzen der gesanten ursprunglicben diinnen stromlos auf- 
getragenen Metallabsebeidung von den demaskierten Bereicben, 

Die Yerfabrensweise (II) bestebt aus folgenden Stufen: 

(1) Ausbildung durcbgebender locber in einem isolierenden 
Sub 3 tr at ; 

(2) a) Auftragen von Eatalysatorkemen auf die gesarate Ober- 

flacbe des Subntrats (diese Stufe kann v/eggelassen 
v/erden, v/enn ein Substrat verwendet ist, dem bereits 
Eatalysatorkeme einverleibt sind) und Auftragen einer 
Resistmaske auf die sensibilisierte Oberflacbe des 
Substrats unter Ausbildung eines ITegativbildes des 
gewlinscbten Scbaltungsmusters ; oder 
b) Auftragen von Eatalysatorkemen auf die Substratober- 
fiacbe in den vorbestimmten Bereicben des Schaltungs- 
musters, so daS die sensibilisierte Oberflacbe auf 
die vorber ausgewablten Bereicbe des Scbaltungsmusters 
bescbrankt ist, und 

(3) stroml03es Hetallisieren der sensibilisierten Bereicbe 
des Scbaltungsmusters der Substratoberflacbe mit einem 
Leitermetall, so daft die leiterbereicbe der Scbaltung 
bis zu der gewinsebten Dicke (etv/a 30 bis 50 jm) aufge- 
baut v/erden. 

i)as vorstebond erlauterte additive Verfabren v/ird beispiels- 
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wise in der US-Patentscbrift 3 698 940 beschrieben und ixa 
einzelnen entsprechen die Verfabrensweise (I) und die Ver- 
fabrensweise (II) der Pig. 1 beziebungsweise der Pig. 2 der 
US-Patentscbrift 3 698 940. 

Bel dem additiven Verfabren treten jedocb Scbwierigkeiten beim 
bleibenden Erzeugen einer ausreicbenden Haftung zwiscben dem 
Substrat und dem stromlos darauf abgescbiedenen Leitermetall 
auf, die zu einer schlecbten mecbaniscben Pestigkeit der ge- 
druckten Scbaltungsplatte fiibren. Um dieses Problem zu losen, 
1st es die iiblicbe Praxis, IQebmittel als Zviscbenlage zum 
Verbiuden eities ieitermetalls mit einem Substrat zu verwenden 
und es sind bereits verscbiedene Arten dieser Klebmittel vor- 
gescblagen vorden. Alle ublicberweise verwendeten Klebmittel 
sind jedocb nocb unzureicbend im Hinbliek auf die Haftung 
zwiscben dem Substrat und dem Leitermetall, so daS es schv/ierig 
ist, gedruckte Schaltungen beziebungsv/eise Leiterplatteu ber- 
zustellen, die bobe mecbaniscbe Pestigkeit sowie bobe PrSzision 
und bobe Genauigkeit des Scbaltungsmusters baben. 

Der Erfindung liegt daber die Aufgabe zugrunde, ein Verfabren 
zur Verbesserung der Haftung zwiscben einem isolierenden 
Substrat und einer stromlos auf dieses aufgetragenen Metall- 
abscbeidung zu schaffen. 

Es ist ferner Aufgabe der Erfindung, ein Verfabren zur Her- 
stellung einer gedruckten Scbaltungsplatte beziebungsv/eise 
Leiterplatte zur Verftigung zu stellen, v/elcbe ausgezeicbnete 
mecbaniscbe Pestigkeit und Be3tlindigkeit, speziell im Hinbliek 
auf die Haftung zwiscben dem Substrat und dem auf diesen auf- 
getragenen Leitermetall be3itzt. 

Perner ist es Aufgabe der Erfindung, ein Verfabren zur Her- 
stellung einer Leiterplatte zu scbaffen, die bobe Prazision 
und bobe Genauigkeit des leitungsmusters besitzt. 
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Die vorstehenden und andere Aufgaben, Auafiihrungaf ormen und 
Vorteile der Srfindung aind aua der nachatehenden auafiibr- 
licheren Beachreibung sov/ie den Zeichnungen eraichtlictu 

Gegenatand der Erf indung iat ein Verfahren zum Erzeugen einer 
Haftung der Oberflache einea iaolierenden Substrata gegenuber 
einer atroraloa auf diese Oberflache aufgetragenen Metallab- 
acheidung, daa durch folgende Verfahrenaachritte gekennzeich- 
net iat: 

(1) Auabildung einer Scbiebt einea Klebmittela, welcbea 
(A) einen Kautachuk, der ein Acrylnitril-Butadien- 
Copolymeres, ein Polychloropren, ein Polybutadien oder 
ein ffeiaiscb aolcber Kautachuke aein kann, und (B) ein 
wariaehartbarea Harz, welches ein Epoxyharz dea Biapbenol- 
A-Iypa, ein Epoxyharz dea ITovolak-Typa, ein alicycliachea 
Glycidylatherharz, ein Phenolharz dea Reaol-Typa, ein 
Phenolharz des Novolak-Typa , ein Alkylphenolharz oder 
ein Gemiscb aolcber Harze aein kann, enthalt, wobei die 
Eoiaponente (B) in Form von im v/esentlicben kugeligen 
leilchen mit einem Teilcbendurchmeaaer yon 0,5 bia 15 pm 
in der aua der Komponente (A) gebildeten kontinuier lichen 
Pbaae diapergiert iat und in einem Mengenverhaltnia vor- 
liegt, welchea durch die Formel 



definiert istj 

auf der Oberflache eines iaolierenden Subatrata; 

(2) Warmehartungabehandlung dea Klebmittela, und 

(3) Behandeln der Schicbtoberflache der Scbiebt aua dem warme- 
geharteten Klebmittel mit einem Oxydationamittel, um die 
Schicbtoberflache zu atzen, wobei die thermiscb geharteten 
Teilchen der Komponente (B)in der Oberflache der Klebmittel- 



20 = 



(B) 

(A) + (B) 



= 85 # (Volumprozent) 
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scbicbt erscbeinen; 
una dafl die mit dem Oxydationsmittel bebandelte Scbicbtober- 
flacbe fiir die 3tromlose Metallisierung sen3ibilisiert v/ird, 
indem entweder Katalysatorkerne dem in Stufe (1) verv/endeten 
Klebmittel einverleibt werden Oder Eatalysatorkeme nacb 
Durcbflihrung der Stufe (3) auf die mit dem Oxydationsmittel 
bebandelte Scbicbtoberflacbe aufgetragen werden. 

Die Erfindung laBt sicb durcb die beigeftigten Zeicbnungen ver- 
deutlicben, in denen Pig. 1 eine grapbiscbe Darstellung ist, 
die eine vergroBerte Scbnittansicbt einer iiblicben KLebmittel- 
scbicbt zeigt und worin 

Pig. 2 die Braufsicbt auf eine Mikropbotograpbie (YergrBBerung 
1.300-facb) der mit Hilfe des erf indungsgemaBen Verfabrens aus- 
gebildeten Klebmittelscbicbt darstellt, die im v/esentlicben 
kugelformige Teilcben der Komponente B zeigt, die in der Ober- 
flacbe der Klebmittelscbicbt erscbeinen. 

Die in Fig. 1 schema tisch als vergroBerte Schnittansicht darge 
stellte konventionelle Klebmittelschicht wird ange- 
wendet, urn mit Hilfe eines stromlosen Metallisierverf abrens 
ein Leitermetall auf dieser Scbicbt abzuscbeiden. In Pig. 1 
bezeicbnet die Ziffer 1 die Klebmittelscbicbt, deren Ober- 
flacbe durcb Atzen aufgeraubt ist und Ziffer 2 bezeicbnet ein 
Substrat, auf dem die Klebmittelscbicbt ausgebildet ist. Als 
Klebmittel, das zur Ausbildung einer solcben ublicben Kleb- 
mittelscbicbt verv/endet v/ird, ist beispielsv/eise eine Harz- 
masse bekannt, v/elcbe ein Pbenolbarz (beispielsv/eise etv/a 
40 Vol.~?£) und ein Acrylnitril-Butadien-Copolymere3 (bei- 
spielsv/eise etv/a 60 Vol.-jS) entbalt, wobei dieses Pbenolbarz 
in Form von Teilcben mit einem kleinen Durcbmesser von etwa 
0,1 pa oder weniger gleicbf&rmig in dem Acrylnitril-Butadien- 
Copolymeren dispergiert ist. Wenn dieses Ublicbe Klebmittel 
nacb der tbermiscben Hartung der Atzbebandlung unterworfen 
wird, so v/ird die Pbenolbarzkomponente gemeinsam rait dem 
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Acrylnitril-Butadien-Copolymeren v/eggeatzt, urn die aufgerauhte 
Oberflache aussubilden, die im Querschnitt eine Wellenstruktur 
zeigt. Diese aufgerauhte Oberflache, die durch die Wellen- 
struktur definiert ist, ist jedoch noch unzureichend zum Erzielen 2u- 
frieden3tellend guterKaftung zv/ischen der Klebmittelschicht 
und der darauf durch stromloses Metallisieren aufgetragenen 
Leitermetallabscheidung. Die Oberflache der iiblichen Klebmittel- 
schicht, sogar die aufgerauhte Oberflache, hat weitere Nacb- 
teile, die spater erlautert v/erden sollen. 

Wie erv/ahnt, zeigt Fig. 2 die Draufsicht auf eine Mi3a?ophoto- 
graphie in 1.300-facher VergroBerung der Klebmittelschicht, 
die erfindungsgemaB hergestellt wurde. Diese Milcrophotographie 
vmrde rait Hilfe einer Scanning-Elektronen-mlkrophotograpbischen 



/So?! Vorrichtung erhalten. V/ie aus Pig. CL klar hervorgeht, erscheint 
die thernisch gehartete Komponente B eines spezifischen 
tbexsiiscb hartbaren Harse3 in Forn von im v/esentlichen kugel- 
formigen Seilchen mit einem Seilchendurchmesser von 0,5 bis 
15 pa in der Oberflache der Klebmittelschicht, in der Hohl- 
raune hinterblieben sind, die durch das Wegatzen der thermisch 
geharteten Komponente A aus einem Kautschuk gebildet v/orden 
sind. Durch diese spezifische Struktur der aufgerauhten Ober- 
flache der nach dem erfindungsgemaBen Verfahren erzeiigten 
Klebmittelschicht v/ird der anhaftende Oberf lSchenbereich merk- 
lich erhoht, so daS die Haftung zwischen der Klebmittelschicht 
und der auf dle3e stroinlos auf getragenen Leitermetallabschei- 
dung verbessert ist. 

V/ie aus den vorstehenden AusfUhrungen ersichtlich ist, be- 
steht das fur die Zv/ecke der Erf indung anwendbare Klebmittel 
iin wesentlichen aus einer Komponente A, welche in deia Kleb- 
mittel eine kontinuierliche Phase bildet und befahigt ist, 
durch iltzen herausgelbst zu werden, und aus einer Komponente B, 
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die in der kontinuierlichen Phase aus der Komponente A in Form 
von Seilchen dispergiert ist, die einen 2eilchendurctoe3ser 
von 0,5 Ms 15 pa haben, 

Damit der spezifische Zustand des Klebmittels erzielt v/erden 
kann, in welcbeia die Komponente B in Porm von Ceilcben mit 
einem leilchendurchmesser von 0,5 bis 15 /urn in der aus d3r 
Komponente A bestebenden kontinuierlicben Phase dispergiert 
ist, ist es unerlaBlich, da!3 die Komponente B in dem durcb 
die Pormel 

< (B) 

20 = = 85 Vol*-£ 

(A) + (B) 

definierten Mengenverbaltnis vorliegt und dafi die Komponente B 
einen tun 1-4 hbheren Wert des LSsungsmittelsparameters (LP-Wert 
SP- value) bat als die Komponente A, 

Wenn der Anteil der Komponente B weniger als 20 Vol.-j£, be- 
zogen auf die Gesamtmenge der Komponenten A und B betragt, so 
v/ird die Komponente B in Porm von im v/esentlicben kugeligen 
Seilchen mit einem Seilchendurchmesser von v/eniger als 0,5 ym. 
in der Komponente A dispergiert, so daS die Atzstufe nicbt 
zur Erzielung einer gewiinschten aufgeraubten Oberflache mit 
ausreichender Haftung gegeniiber einer stromlos aufgetragenen 
Leitermetallabscheidung ftthren kann. Wenn andererseits der 
Anteil der Komponente B mebr als 85 Vol.-#, bezogen axvE die 
Gesamtmenge der Komponenten A und B, betragt, neigen die 
Komponenten A und B dasu, sicb in zwei gesonderte Scbicbten 
su trennen, so daB die im wesentlicben kugeligen Teilcben der 
Komponente B nicbt ausgebildet werden konnen. 

In Abhangigkeit von der. gevriinscbten Art und/ Oder den Eigen- 
scbaften von gedruokten Scbaltungsplatten, die unter Anwendung 
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dieses Klebmittels bergestellt werden sollen, 1st es mancbmal 
erwiinscbt, den Teilcbendurcbiaesser der Teilcben der Koinponente B 
innerbalb des Bereicbes von 0,5 bis 15 Jim nocb weiter zu regeln. 
Eine solcbe Regelung kann erzielt werden, indem in geeigneter 
Yfeise die Hetbode der Zufiibrung der zwm Dispergieren erforder- 
lichen Energie (Miscbmethode) , die Art des zur Verfliissung des 
Klebmittels verwendeten LSsungsmittels, das Molekulargewicbt 
der Komponente B und ahnlicbe Parameter ausgewablt werden. 

Als Kautscbukmaterialien, die als Komponente A verwendet 
werden, welcbe eine kontinuierlicbe Pbase bildet und befabigt 
ist, durcb Atzen weggelost zu werden, eignen sicb Acrylnitril- 
Butadien-Copolymere (UP-Wert etwa 8,8 bis 9,9), Pol^chloropren 
(lP~Wert 9,2 bis 9,5) und Polybutadien (LP-Wert etwa 8,4 bis 
8,6). Zu erlauternden Beispielen fiir Acrylnitril-Butadien- 
Copolynere gebbren 5-1001 (Acrylnitrilgebalt, AIT: 41 #) 
H-1032 (AN: 33 #), H-DB401 (AH: 19 ?>) und H-1000 x 132 
(AH: 51 $) 9 die Produkte der Nltaon Zeon Z.K. Japan darstellen. 

Zu Beispielen fiir Polycbloroprene geboren Eeopren AD, 
Heopren GN und ITeopren W, Produkte der Sbbwa lleoprene K.K. , 
Japan. 

Zu Beispielen fiir Polybutadiene geb&ren N-BR-1220 und IT-BR-1441, 
Produkte der Nibon Zeon K.K. , Japan. 

Die vorstebend angegebenen Kautscbuke konnen entweder fiir 
sicb oder in Porn eines Gemiscbes eingesetzt werden. AuSer- 
dem konnen sie in Eombination mit anderen Kautscbukmaterialen, 
wie Styrol-Butadien-Copolymeren, angewendet v/erden, soweit 
die gevriinscbten Eigenscbaf ten der Komponente A dadurcb nicbt 
beeintracbtigt v/erden. 

Als Atzraittel, welcbes zum HerausliJsen der Komponente A aus 
der Elebraittelscbicbt durcb Itzen angewendet werden soli, 
eignen sicb unter andereia wSBrige Losungen der Systeme 
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Chromsaure-Schwefelsaure (20 Ms 200 g CrO^/Liter, 100 bis 
500 ml cone. HgSO^/Liter) , Kallumdichromat-Fluoborsaure 
(20 bis 100 g K 2 Cr 2 0 7 /lAter; 500 bis 900 ml 42 bis 45 #ige 
HBF^ /Liter) und dergleichen. 

Zu erwahneu als thermisch hartbare Earze, die als Komponente 3 
verv/endet v/erden, v/elche in Porm von im v/esentlichen kugeligen 
Teilchen in der aus der Komponente A gebildeten kontinuier- 
licben Phase dispergiert v/erden soli, sind Epoxyharze, die 
der Gruppe der Epoxyharze vom Bisphenol-A-Typ (LP-Wert eirwa 
9,0 bis' 12,0), der Epoxyharze vom ITovolak-Typ (LP-Wert etwa 
8,5 bis 9,5) und der alicyclischen Glycidylatherharze (LP- 
Wert etwa 8,0 bis 9,5) angehoren, sowie Phenolharze (LP-Wert 
etwa 9,5 bis 11,5) aus der Gruppe der Phenolharze des Resol- 
Typs, der Phenolharze des Novolak-Typs und der Alkylphenol- 
harze. 

Die vorstehend erv;ahnten thermisch hartbaren Harze konnen fur 
sich oder in Form eines Gemisches eingesetzt werden. AuBer- 
dem konnen sie in Kombination nit anderen v/armehartbaren 
Harzen, v;ie Harnstoffharzen, Melaminhar zen, Polyesterharzen 
und dergleichen verwendet werden, solange die gevriinschten 
Eigenschaften der Komponente B nicht ver3chlechtert v/erden* 
Zu veranschauliehenden Beispielen fiir Epoxyharze vom Bisphenol- 
A-Typ gehoren Epikote 1004, 1002, 1001, 836 und 834, die 
Produkte der Shell Chemical Corp, darstellen. 

Zu Beispielen fiir Epoxyharze des Hovolak-Iyps geh6ren Epikote 
154 und 152, Produkte der Shell Chemical Corp, 
Zu Beispielen fur alicyclische Glycidylatherharze gehoren 
Chissonox 206, 221 und 289, Produkte der Chisso K.K. , Japan* 
Beispiele fiir Phenolharze des Novolak-ffyps sind SP 6S00 
(Produkt der Schenectady Chemical Corp., USA) , HP-607IT 
(Produkt der Hitachi Chemical Co. Ltd., Japan), PR-11078 



809847/0945 



• 



- 10 - 



2821303 



(Produkt der Smalt ono Durez K.K. , Japan) und dergleichen. 
Zti Beispielen fiir Phenolharze des Resol-Typs gehoren VP-13H 
(Produkt der Hitachi Chemical Co. Ltd., Japan) una der- 
gleichen. 

Zu Beispielen fur Alkylphenolharze gehoren H-2400 (Produkt 
der Hitachi Chenical Co. Ltd., Japan) und dergleichen. 

In diesem Zusammenhang 1st zu bemerken, dafl der geeignete 
Anteil der Komponente B so ausgewahlt v/erden sollte, dafl die 
Differenz zwischen den LP~Yferten der anzuv/endenden Komponenten 
A und B heriicksichtigt wird. Zur Yerarschaulichung oei fest- 
gestellt, dafi dann, v;enn die Unvertraglichkeit zwi3chen den 
Komponenten A und 3 grofl iat, d.h. wenn beide Komponenten 
groSe Unterschiede der LP-V/erte zeigen, heispielsweise von 
etwa mehr als 2 bis 4, der Anteil der Komponente B nicht so grofl 
sein darf . Eine geeignete Menge fiir diese Komponente 
betrigt dann etwa 20 bis 60 Vol.-jS, bezogen auf die Gesamt- 
menge der Komponenten A und 3 (dies ist beispielsweise bei 
Konbinatlon einer gev/issen Art von Epoxyharz und einem Poly- 
butadien der Fall). 

Venn andererseits die Unvertraglichkeit zwischen den Komponenten 
A und B nur gering ist, d.h., wenn nur eine geringe Differenz 
der LP-l/erte von beispielsweise etv/a 1 bis 2 be3teht, so ist 
der Anteil der Komponente B noirwendigerv/eise grofl und betragt 
in geeigneter Weise etwa 50 bis 85 Vol.-#, bezogen auf die 
Gesaintmeuge der Komponenten A und B (dies ist sun Beispiel 
bei Kombination einer gewissen Art eines Epoxyharzes oder 
eines Phenolharzes mit einem Acrylnitril-Butadien-Copolymeren 
der Pall). 

Die bei dem erf indungsgemaBen Verfahren zu verv/endenden Kleb- 
nittel v/erden in Form einer Flussigkeit aufgetragen. Das KLeb- 
mittel kann in die Porn einer Flussigkait gebracht v/erden, in- 
dra beispielsv/eise a) eine Methode angev/endet v/ird, bei der 
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das Eautschukmaterial als Komponente A und das thermisch hart- 
bare Harz als Komponente B mit einen guten Losungsmittel fiir 
beide Komponenten A und 3 gemischt werden und anschlieBend 
das Gemisch geriibrt wird, oder b) nach einer Metbode, bei wel- 
oher die Komponenten A utid B gesondert mit jeweilig guten 
Losungsmitteln fiir die Komponenten vermis cbt und die beiden 
erhaltenen LSsungen kombiniert werden, wonaeh das Gemisch ge- 
riibrt wird. In dem so hergestellten fliissigen Klebmittel, das 
durcb ausreichendes Riihren beziehungsweise Mischen erhalten 
wird, ist die Komponente B in Form einer Losung in dem dafiir 
verwendeten Losungsmittel in der kontinuierlichen Phase dis- 
pergiert, die aus der Losung der Komponente A in dem fiir 
diese verwendeten Losungsmittel bestebt. Zu Beispielen fiir 
diese losungsmittel gehoren Methy lathy Iketon, Xylol, Toluol, 
Athylacetat, Metbylacetat und Methy Icellosolve. Die Menge des 
Losungsmittels ist nicbt kritisch und wird in geeigneter Weise 
bestimmt, indem die LTethode des Aiiftragens der gebildeten 
Fliissigkeit des Klebmittels auf die Subotratoberf lacbe beruck- 
sicbtigt wird. Im allgemeinen kann eine Menge eingesetzt wer- 
den, die zu einem fltissigen Klebmittel fiihrt, welches 20 bis 
40 Gew.-?S nicht-fliichtige Bestandteile, bezogen auf die Fliissig- 
keit, enthsilt. 

Das Klebmittel kann mit Hilf e iiblicher Verfahrensweisen auf 
die Oberflache eines isolierenden Substrats aufgetragen werden, 
wie mit Hilfe der Tauchmethode, der Vorhangbeschichtungs- 
inetbode, durch Aufgie/Ben eines Films aus einer Losung des 
Klebmittels, wobei der gebildete Film mit der Oberflache des 
Substrats verbunden wird, und mit Hilfe ahnlicher iiblicher 
Methoden. Durch Verdampfen des Losungsmittels v/ird auf der 
Oberflache des Substrats eine Klebmittelschicht ausgebildet. 
Im allgemeinen kann die Dicke der Klebmittelschicht 30 bis 
60 pm, bezogen auf die trockene Schicht, betragen. 
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Das Klebmittel inder so auf aer Oberf lacbe des Substrats ge- 
bildeten Scbicbt wird einer Bebandlung der Wamnebartung unter- 
worfen. Die Vfarmebartung ist in den nacbstebenden Punkten 
wirksan. a) In der darauff olgenden itzstufe konnen ein un- 
gunstiges Quellen der Klebmittelscbicbt und eine Ablosung 
der im wesentlicben kugelfBrmigen Teilcben der Komponente B 
ausgescbaltet werden, b) die Klebmittelscbicbt wird nicht 
durch eine zur stromlosen Metallisierung verwendete IiSsung 
angegriffen, die einen pH-Wert von 12 bis 13 bat und bei 
einer Temperatur von 25 bis 70°C angewendet wird; und 
c) es kcSnnen Y/armebestandigkeit (z.B. Bestandigkeit gegen- 
uber gescbmolzenem Lot ) \md Ctaemikalienbestandigkeit 
(Bestandigkeit gegeniiber Cyaniden und dergleicben) erreicht 
werden, die notwendige Eigenscbaften ftir die gedruckte Scbal- 
tungsplatte darstellen, die als Endprodukt bergestellt wer- 
den soil* 

Die Bedingungen fiir die Warmebartungs-Bebandlung konnen in 
Abbangigkeit von den Arten der Komponenten A und B sowie 
den Verwendtmgszweck der endgultig berzustellenden gedruckten 
Scbaltungsplatte variiert werden. Im allgemeinen kann die 
warmehartungs-Bebandlung durcbgefiibrt werden, indem das KLeb- 
mittel Bit HeiSluft, Infrarotstrablung, Hocbfrequenzwellen, 
Ulfcrascballwellen Oder dergleicben bei etwa 130 bis 180°0 
wabrend etv;a 0,5 bis 2 Stunden bebandelt wird, 

Wie vorstebend erlautert ist in dem Klebmittel, das fiir das 
erf indungsgemSBe Verfabren eingesetzt wird, die Komponente B 
in Form von im wesentlicben kugeligen Teilcben mit einem 
Teilcbendurebne33er von 0,5 bis 15 }im in einer kontinuier- 
licben Pbase dispergiert, die aus der Komponente A bestebt. 
Durcb Bebandlung des Klebmittels mit einem Itzmittel 
(Oxydationsmittel) wird die Komponente A berausgelost, 
wabrend die Komponente B ungelost verbleibt und die im 
wesentlicben kugelf Srmigen Teilcben der Komponente B in 
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der Oberflacbe der Klebmittelscbicbt erscbeinen, v/Ie aus 
Pig- 2 ersicbtlicb ist. 

Zur Herstellung eines solcben Klebmittels, welcbes naeb dem 
Atzen diese spezifiscbe Oberflacben3truktur aufv/eist, ist es 
erf orderlicb, dafl die Komponente A unvertraglicb mit der 
Komponente B ist* Solange die Komponente A unvertr&glicb 
mit der Komponente B ist, trennen sicb im allgemeinen die 
Komponenten in zwei Scbicbten Oder eine Komponente v/ird in 
der anderen Komponente dispergiert, selbst wenn die Kom- 
ponenten A und B in einem Lbsungsmittel gelost werden. Die 
gegenseitige Lbslicbkeit oder Vertraglicbkeit kann rait Hilf e 
des "Lbslicbkeits-Parameters" festgelegt werden, der ange- 
wendet wird, um die Lbslicbkeit von Polymeren in Lb3ungs- 
mitteln anzugeben. Dieser Lbslicbkeits-Parameter wird in 
deia Artikel H. Burrell und B. Imiaergut.in "Polymer Handbook" 
(1966), Teil IV, Seite 34 ff., "Solubility Parameter 
Values" bescbrieben. Venn zv/ei Polymere jev/eils den gleicben 
LP-Y/ert baben, sind sie miteinander vertraglicb. Vfenn ein 
groBer Unterscbied zv/iscben den IP-Werten der beiden Polymeren 
bestebt, so sind die Polymeren nicbt miteinander vertraglicb, 
so daB eine Dispersion gebildet wird* In dem letzteren Fall 
v/ird das Polymere, das einen relativ groflen LP-Wert bat, in 
dem Polymeren mit einem relativ kleinen LP-Wert dispergiert. 
Bei dem erf indungsgemaBen Verfabren bat das als Komponente B 
verwendete. tbermiscb bartbare Harz einen groSeren LP-Uert 
als das als Komponente A verv/endete Kautscbukmaterial. 

In dem aus der Komponente A, der Komponente B und einem 
Lb sungsmitt el dafifcc bestebenden Mis cbsy stem werden dann, 
v/enn der Anteil der Komponente B erbobt v/ird und soinit die 
Konzentration der Teilcben erbobt wird, die Teilcben in 
Eollision miteinander gebracbt, so daB sie su Seilcben mit 
erbbbtem Durcbmesser zusammemvacbsen, da das System als 
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solcnes instabil ist. 

Anders ausgedriickt, erhoht sicb das relative Volumen, das 
dureh die Komponente B in dem Kiscbsystem eingenomnen v/ird, 
gleiebzeitig mit der Erbobung de3 Durchmessers der gebil- 
deten Teilcben. Erfindungsgema3 kann jedocb in jedein Pall 
das angegebene KLebmittel erhalten werden, indeia die Kom- 
ponenten A und B in einem Mengenverbaltnis angewendet wer- 
den, das durcb die Formel 

(B) 

20 =^ - =r 85 Vol. 

(A) + (B) 

dcfiniert ist, v/obei der LP-Wert der Komponente B urn 1 Ms 4 
bober als der der Komponente A ist. 

Venn beispielsv/eise ein Gemiscb aus einem Acrylnitril- 
Butudien-Copolymeren nit einem Gebalt an 18 bis 45 G /> ATT 
una einem IJMJert von 9,2 bis 9,5 (als Koraponente A), ein 
Epoxybars des Bispbenol-A-3>yps mit einem Gewicbtsmittel 
des Kolekulargev/icbt3 von etv/a 500 bis 1.500 und einem LP- 
Vfert von 11 bis 12 (als Komponente B) und ublichen Zusatzen, 
v/ie einem Vulkanisationsmittel, einem Hartungsmittel und 
dergleicben, in welcbem die Komponente B in einem durcb die 
Formel 

(B) < 

20 =T = 85 V0I.-9S 

(A) + (B) 

vorliegt, in Hetbylatbylketon gelSst und gerubrt v/ird, so 
erbalt nan ein Klebnittel, in welcbem die Komponente B in 
Form von im v/esentlicben kugeligen leilcben mit einem Durcb- 
nesser von etv/a 1 bis 10 jura dispergiert ist. 

Me Kolelailargev/icbte der Komponente A und der Komponente B, 
d.15 r,ur Kerstellun^ des erf indungsgemaBen Klebmittels 
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eingesetzt v/erden, sind nicbt kritiseb. Im allgeneinen be- 
tragen die Gewicbtsmittel der Molekulargewicbte der als 
Komponente B verwendeten Epoxyharze des Bisphenol-A-Syps, 
der Epoxyharze des ITovolak-Iyps und der alieycliseben 
Glycidylatberbarze etwa 450 bis 4.000, etwa 300 bis 700 
beziehungsweise etwa 135 bis 600. 

Die Gewichtsmittel des Molekulargewichts der Phenolharze des Re- 
sol-Typs, der Phenolharze des Novolak-Typs und der Alkylphenolhar- 
ze (in denen der Alkylrest eine geradekettige oder verzweigte Alkyl- 
gruppe mit 4 bis 9 Koblenstoffatomen darstellt) liegen im 
allgemeinen im Bereich von etwa 200 bi3 2.000. 

Wie erlautert wird erfindungsgemafi ein spezifiscbes Klebmittel 
eingesetzt, in welcbem die Komponente B einen urn 1 bis 4 
boberen IP-Wert als die Komponente A bat und in Form von in 
wecentlicben kugeligen Teilcben mit einem Durcbmesser von 
0,5 bis 15 um dispergiert ist. In einer solchen spezifischen 
Klebmittelzusammensetzung ist die TeilcbeugrBSe groS und die 
Yerteilungsdicbte der Teilcben ist bocb, im Vergleicb mit 
tiblichen Klebmittelzusammensetzungen. Durcb Anwendung einer 
Scbicbt aus einem aolcben KLebmittel mit spezifiscber Zu- 
sammensetzung Bowie spezifiscber Struktur kann eine ausge- 
zeicbnete Haftung swischen dem Substrat und der Leitermetall- 
abscbeidung, die stromlos auf dem Substrat aufgetragen worden 
ist, erreicbt werden. Wenn diese Klebmittelscbicbt durcb Er- 
bitzen gebartet und durcb Atzen (mit Kilfe eines Oxydations- 
mittels) aufgeraubt worden ist, so erscbeinen die tbermiscb 
gebarteten kugeligen Teilcben mit einem Durcbmesser von 0,5 
bis 15 nm in der Oberflacbe der Klebmittelscbicbt. Wenn der 
Teilchendurcbmesser kleiner als 0,5 urn ist, so neigt die 
Komponente B dazu, in der Atzstufe gleichzeitig mit dem Weg- 
atzen der Komponente A entfernt zu v/erden. Y/enn andererseits 
die TeilcbecgroQe mebr al3 15 ttm betragt, kann kein atis- 
reicbsnder klebender Oberflacbenbereicb erbalten werden, der 
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geniigt, um eine Leitermetallabscbeidung, die stromlos aufge- 
tragen worden ist, fest zu binden. In beiden Fallen karm 
keine hohe Schalf estigkeit erreicht werden* 
Der Teilchendurchmesser kann visuell init Hilf e der Mikro- 
photographie gemessen werden. 

Das erfindungsgema3e Verfabren wird nacbstebend anband eines 
Beispiels fiir das Klebmittel ausfiibrlicber erlSutert, welebes 
ein Gemisch aus einem Acrylnitril-Butadien-Copolymeren (als 
Komponente A) und eitiem Epoxybarz des Bispbenol-A-!Dyps (als 
Komponente B) bestebt. Bei dem Yerfabren warden beispiels- 
v/eise folgende Verfabrensscbritte durcbgef iibrt : 

(1) 100 Gewicbts telle eines Epoxybarzes des Bispbenol-A-O?yps 
als tbermiscb bartbares Harz (Komponente B) und 40 bis 
100 Gex*iebtsteile eines Acrylnitril-Butadien-Copolymeren 
als Kautschukmaterial (Komponente A) werden in Metbyl- 
athylketon gegeben, wonach gemiscbt wird; 

(2) als Mills toff werden 10 bis 20 Gewiebtsteile Zinkoxid 
zugesetzt; 

(5) 5 bis 4 Gewichtsteile Dicyandiaiaid als Hartungsmittel 

fiir das Epoxybarz werden zugesetzt; 
(4) das so hergestellte Klebmittel wird durch Taucben in 
einer Trockendicke von etwa 30 bis 60 pra auf ein 
Substrat aus Glasfaser-verstarktem Epoxybarz aufge- 
tragen, wonach wabrend 60 Minuten die tbermiscbe 
Hartung bei 160°C erfolgt. 
Die I£~V* r erte des verwendeten Epoxybarzes und des verwendeten 
Kautscbukmaterials betragen 11 beziebungsweise 9,5, so dafi 
die Bifferenz der !KP-Werte 1,5 ist, Bei dieser Zusammen- 
setzung ist das verwendete Epoxybarz in Form von im wesent- 
licben kugeligen Teilcben (die im allgemeinen als Inseln 
bezeicbnet werden) mit einem (Deilcbendurcbmesser von 0,8 
bis 5 pa in einer kontinuierlicben Pbase (die im allgemeinen 
als See- Oder Keerkoraponente bezeicbnet wird) aus dem ver- 
wendeten Kautscbukmaterial dispergiert. Wenn die so erbaltene 
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Klebmittel-Eliissigkeit auf das Substrat aufgetragen wird und 
das Losungsmittel verdampft wird, erbalt man eine Elebmittel- 
scbicbt, in der das Epoxybarz in Form von im wesentlicben 
kugeligen leileben in dem Kautscbukmaterial dispergiert ist* 

(5) Eintauchen des Substrats mit der darauf aufgetragenen 
Elebmittelscbicbt in eine auf 45°C erwarmte waBrige 
Cbromsaure- Schwef elsaure-LBsung (100 g CrOj/ldter; 
300 ml cone. HgSO^/liter) wabrend 10 Minuten, um die 
Oberflacbe der Elebmittelscbicbt aufzurauben; 

(in .dieser Stufe wird ein kleiner Teil des Epoxy- 
barzes gemeinsam mit dem Eautscbukmaterial wegge- 
atzt, jedocb der grc5Bte Tell des Epoxybarzes bleibt 
ungelSst und bildet somit in der Oberflacbe der Eleb- 
mittelscbicbt eine Teilcben-Struktur, die au3 im wesent- 
licben kugeligen Teilcben de3 gebarteten Epoxybarzes 
bestebt. Im allgemeinen erfolgt das Itzen in einem 
solcben AusmaB, daB die IComponente A bis zu einer 
lief e von etwa 20 bis 40 $ der Eicke der Elebnittel- 
scbicbt weggeatzt wird (Pig. 2)); 

(6) Katalysatorkerne werden auf die Oberflacbe der Eleb- 
mittelscbicbt aufgetragen. Diese Stufe kann weggela3sen" 
werden, wenn die Katalysatorkerne bereits der Klebmittel- 
Fliissigkeit einverleibt \7orden sind; 

(7) Ausbildung eines leiterkreises beziebungsweise einer 
Scbaltung auf der Elebmittelscbicbt unter Anwendung be- 
kannter Metboden, so daB eine gedruckte Scbaltungsplatte 
gebildet wird, wobei in dem Leiterscbaltkrei3 mindestens 
die Telle, die direkt in Kontakt mit der Oberflacbe der 
Elebmittelscbicbt sind, stromlos mit einem leitermetall 
metallisiert werden. 

Urn auf dje Substratoberflacbe einscbliefilicb der Innenwande 
der durcV, *ebenden Ibcber Katalysatorkerne (Sensibilisator) 
auf zutrag ?n, bevor die stromlose Metallisierung durcbgefiibrt 
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wird, kann ein Verfabren angewendet v/erden, bei deni das (mit 
durcbgebenden Locbern versehene) Substrat mit dem darauf vor- 
gesebenen Klebmittel als Ganzes in eine Sensibilisator-Lbsung 
eingetaucbt v/ird oder es kann eine Verf abrensweise angewen- 
det xverden, bei der die Katalysatorkerne dem Klebmittel ein- 
verleibt v/erden und das die Katalysatorkerne entbaltende Kleb- 
mittel auf die Oberflacbe des Substrata, das bereits vorher 
ait Katalysatorkernen verseben v/orden ist, aufgetragen v/ird • 
Bei dem zuletzt genannten Verfabren dienen die bereits in 
dem Substrat entbaltenen Katalysatorkerne dazu, die sensibili- 
sierten Oberflacben der Innenwande der durcbgebenden LBcber 
auszubilden. 

Das als Komponente A verv/endete Kautscbukmaterial kann mit 
Hilfe ublicher Vulkanisatxonsmittel vulkaniciert v/erden. 
beispielsv/eise mit Hilfe von Schv/efel al3 Vulkanisations- 
mittel und 2-Hercapto-benzotbiazol als Vulkanisationsbe- 
scbleuniger. GentlG einer anderen Ausfubrungsf orm kann die 
Vulkanisation unter Anwendung eines geeigneten Harzes durcb- 
gefubrt v/erden. 

Als Harttm^smittel fur die Epoxybarze konnen alipbatiscbe 
Amine, aromati3cbe Amine, die sekundare oder tertiare Amine 
sein konnen, Saureanbydride und dergleicben, verv/endet 
v/erden. Als Hartungsmittel fiir die Pbenolbarze konnen die 
iiblicberweise auf diesen Facbgebiet verv/endeten Hartungs- 
mittel eingesetzt werden, wie Hexametbylentetraamrain und 
dergleicben. Als Hartungsbescbleuniger eignen sicb Benzyl- 
dimetbylamin, Triatbanolamin, BF^-Honoatbylamin, 2-Metbyl- 
imidazol, 2-Atbyl-4-metbyl~iiaidazol und dergleicben. 

Als FUllstoffe kbtinen Zinkoxid, pulverf orraige Kieselsaure 
beziebungsv/eise Siliciiradioxid, Titandioxid, Zinksulfid, 
Z-irccno:-cid, Galciu^cp.rbonat , l!agnesiuinoi:id xxnd dergleicben 
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eingesetzt werden. 

Wie vorstehend erlautert, konnen Katalysatorkerne dem er- 
findungsgenaB eingesetzten Klebmittel in der Stufe seiner 
Herstellung elnverleibt v/erden. 

Die katalysierten Klebmittel (zu deren Herstellung Kata- 
lysatorkerne vorher dem Klebmittel einverleibt werden) und 
das katalysierte Substrat (zu dessen Herstellung Kata- 
lysatorkerne vorher dem Substrat einverleibt v/erden) werden 
ausfiihrlicb in den US-Patentschriften 3 259 559 und 
3 226 256 erlautert. Die dort beschriebenen Metboden eignen 
sich zur Dirrcbfuhrung des erf indungsgemaBen Verfahrens. 

Als Katalysatorkerne, die bei dem erf indungsgemaBen Verfabren 
angev/endet werden, lassen sicb raetalliscbes Palladium, 
Kupfer, Nickel, Gold, Silber, Platin, Rhodium, Iridium 
und dergleichen sowie deren Chloride, Oxide und andere 
Verbindungen erwahnen. 

Ausfuhrliche Erlauterungen der Sensibilisator-Iosungen, die 
zum Auftragen von Katalysatorkernen auf aie Oberflache des 
Substrata geeignet sind, werden in den US-Patentschriften 
3 672 923 und 3 672 938 beschrieben. 

Als Metall zur Ausbildung des leiterkreises konnen Kupfer, 
Nickel, Gold, Silber und dergleichen verwendet werden, 

Als Substrate eignen sich synthetische laminierte Platten, 
die durch Tranken von natiirlichen oder synthetischen Faser- 
materialien als Grundlage, wie aus Glasfaser, Papierbrei, 
Linters, Nylon, Polyester und dergleichen, mit thenaisch 
hartbaren Harzen, wie Phenolhsir zen, Epoxyharzen, Allyl- 
phthalathar zen, Furanharzen, Melaminhar zen , ungesSttigten 
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Polyesterbarzen und dergleicben und HeiBpressen der gebildeten 
Platte erbalten werden, Substrate auf Basis von anorganiscbem 
Material, in denen Eisen, Aluminium, Glimmer und dergleichen 
als Basismaterialien vorliegen, und Verbundsubstrate, die aus 
den vorstebend erwabnten Substraten hergestellt wor&en sind. 

(Jemafi einer Ausfubrungsf orm der Erf indung wird ein Terfahren 
zur Herstellung einer gedruckten Schaltungsplatte mit Hilfe 
der additiven Verfabrensweise zur Verfttgung gestellt, die 
ausgezeicbnete Eigenscbaften bat und die durcb Ausbildung 
einer Scbicbt des vorber erlauterten spezifiscben ELebmittels 
auf der Oberflacbe des Substrats erbalten wurde. 

GemaB dieser Ausfubrungsf orm der Erfindung bestebt die wesent- 
licbe Hetbode zur Herstellung einer gedruclcten Leiterplatte 
darin, daB die sensibilisierten OberflcLcben des Substrats 
aucgebildet werden, wobei diese Oberflacben die Oberflacbe 
der JClebmittelschicbt, die auf der gesamten flacben Ober- 
flacbe des Sxibstrats gebildet ist, und die Oberflacben der 
Innenwande der in den Substrat ausgebildeten durcbgebenden 
L5cber umfafit, und daB die sensibilisierte OberflScbe des 
Substrats mit einem Leitermetall stromlos metallisiert wird. 

Beispielbaf te Ausfiibrungsf ormen dieses additiven Verfabrens 
v;urden vorstebend als Ausfubrungsformen I und II des additiven 
Verfabrens erlautert. tfenn die Stufe der Ausbildung der Kleb- 
mittelscbicbt auf dein Substrat innerbalb des konventionellen 
additiven Verfabrens angewendet wird, so steben folgende Ver- 
fabrensweisen zur Verfiigung: 

a) eine Metbode sur Herstellung einer gedruckten Scbaltungs- 
platte eutsprecbend der vorstebend erwabnten wesentlicben 
Verfabrensweise, bei der die sensibilisierte Oberflacbe 
die gesamte Oberflacbe der Klebmittelscbicbt umfaBt. Bei 
dieser Verfabrensweise wird eine ursprtinglicbe dtinne 
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Leitermetallabscheidung durcb stromloses Metallisieren 
auf der gesamten Subs tr at oberflacbe (einschlieBlieh der 
Oberflacbe der Klebmittelscbicbt und der Oberflachen der 
Innenwande der durcbgebenden Locber) aufgetragen, auf die 
stromlos metallieierte Oberflache des Substrata v/ird eine 
Resistmaske unter Ausbildung eines IFegativbildes des ge- 
wiinschten Scbaltungsmusters aufgetragen, die nicbtmaskier- 
ten Bereicbe der ursprttnglichen diinnen leitermetallab- 
scbeidung werden mit einem zusatzlichen leitermetall 
elektrometallisiert, um die Leiterbereiche des Strom- 
kreises beziehungsweise der . Scbaltung in der gewtinschten 
Gesamtdicke aufzubauen, das die Maske bildende Resist- 
material wird von den niebt die Scbaltung bildenden Be- 
reicben der Oberflache abgezogen und die gesamte ursprttng- 
licbe dtinne stromlos aufgetragene Metallabscheidung wird 
von den abgezogenen Bereicben weggeStzt; 

b) eine Metbode zur Herstellung einer gedruckten Schaltungs- 
platte gemaQ der vorstebend erwahnten wesentlichen Ver- 
fahrensweise, bei v/eleber die sensibilisierte Oberflache 
die gesamte Oberflacbe der Klebmittelscbicbt umfaiBt. Bei 
diesera Verfabren wird eine Resistmaske unter Bildung eines 
ITegativbilds des gewtinschten Scbaltungsmusters aufge- 
tragen und die nicbtmaskierten Bereicbe der Substrat- 
oberflacbe werden mit einem leitermetall stromlos metalli- 
siert, wobei die Leiterbereicbe der Scbaltung beziehungs- 
weise des Stromkreises bis zu der gewtinschten Dicke auf- 
gebaut werden; 

c) eine Verfahrensweise zur Herstellung einer gedruckten 
Scbaltungsplatte in flbereinstimmung mit der vorstebend 
erwahnten v/esentlicben Metbode, bei der die sensibili- 
sierte Oberflacbe der Klebmittelscbicbt gebildet wird, 
indem Katalysatorkerne . auf die mit dem Oxydations- 
mittel bebandelte Schichtoberflache nur in den ausgewahlten 
Bereicben des Scbaltungsmusters dieser Oberflacbe 
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aufgetragen werden, so daB die sensibilisierte Oberflacbe 
auf die ausgewablten Bereiche des Scbaltungsmusters be- 
sebrankt ist. Bex dieser Verfatarensweise werden nacb dem 
Katalysieren die sensibilisierten Bereiche des Scbaltungs- 
musters der Substratoberflacbe (welcbe die Oberflacbe der 
Klebmittelscbicbt vend die Oberflacbe der Innenv/ande der 
durcbgebenden Locber einscblieflt) stromlos mit einem 
leiterinetall metalllsiert, urn die Leiterbereicbe der 
Scbaltung in der gewunscbten Dicke aufzubauen; und 
d) eine Verfabrensweise entsprecbend der vorstebend unter c) 
erl&uterten, bei der die bescbrSnkte Erzeugung der sensi- 
bilisierten Oberflacbe dadurcb bewirkt wird, daB die mit 
Oxydationsmittel bebandelte Scbicbtoberflacbe des Sub- 
strata in alien Bereicben, ausgenommen den Bereicben des 
gedruckten Scbaltxingsmusters, mit einem entfembaren Film 
bedeclct v;ird, da3 mit den Film bescbicbtete Substrat in 
eine Sensibilisator-Losung getaucbt und dann der Film 
entfernt v/ird. 

Als Verbesserung der vorstebend unter c) erv/abnten Verfabrens- 
v/eise vmrde kurzlicb eine Hetbode bescbrieben, bei welcber 
die Hetallkatalysator-Kerne pbotocbemiscb nur in den Bereicben 
abgescliieden v/erden, in denen das Kuster des gedruckten Sctaalt- 
kreises verges elien wird. Diese verbesserte Metbode ist aus- 
fubrlicb in der US-Patentscbrif t 3 772 078 beschrieben und 
v/ird nacbatebend als "Pboto-Verfabren" (Pboto-Fonnungs-Ver- 
fabren) bezeiebnet. 

Dieses Pboto-Verfabren bestebt aus folgenden Scbritten: 

1) Ausbildung einer Klebmittelscbicbt auf dem Substrat, V/Smie- 
bSrtungs-Bebandlung der Klebmittelscbicbt, Ausbildung von 
durcbgebenden Lbcbern in dem Substrat und Bebandlung der 
Scbicbtoberflacbe mit einem Oxydationsmittel, urn diese 
Scbichtoberflacbe aufsurauben; 

2) Bebandlung der mit dem Oxydationsmittel bebnndelten 
S'jbichtoberflSche des Substrata mit einer L5sung eines 
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gegemiber Strahlung erapf indlicben Materials, welches ein 
reduzierbares Salz eines Metalls, das als Eatalycator 
zur stromlosen Abscheidung eines Leitermetalls dienen 
kann (zu diesen reduzierbaren Salzen gebbren beispiels- 
weise Kupfer-II-acetat, Kupf er-II-bromid und dergleicben), 
ein gegemiber Strablung empfindliches Reduktionsmittel 
fur dieses Salz, wie eine aromatische Diazoverbindung, 
das Einatriumsalz von Antbrachionon-2,6-disulfonsaure 
Oder dergleicben, ein sekundares Reduktionsmittel, v;ie 
Sorbit, Pentaerytbrit oder dergleicben, und gegebenen- 
falls ein oberflaebenaktives Mittel in einem saure- 
baltigen fliissigen Medium umfaQt, wonach eine Irocknung 
folgt, urn auf der mit dem Oxydationsmittel bebandelten 
Scbicbt des Substrats eine Scbicbt der strablungsempfind- 
licben Masse abzulagern; 

3) Aufbringen eines Films, der ein ITegativbild des Schaltungs- 
musters tragt, auf die behandelte Oberflache des .Substrats, 
wobei dieser Film befahigt ist, selektiv die Bestrahlung der 
Schaltungsmusterbereiche einschliefllicb die flachen Schaltungs- 
bereicbe und die Innenwande der durcbgebenden locber mit 
Strablungsenergie, wie Ultraviolettstrahlen, sicbtbaren 
Strablen, Rbntgenstrablen oder dergleicben zu ermoglichen; 

4) Bestrablen der Scbicbt aus dem strablungsempfindlicben 
Material durcb diesen Film, urn das Metallsalz zu Metall- 
kernen zu reduzieren, wobei die sensibilisierte Ober- 
flacbe so ausgebildet wird, da8 sie auf die vorgewahlten 
Bereicbe des Scbaltungsmusters bescbrankt ist; 

5) Ablb'sen des Films von der Scbicbt und b'aschen des Substrats 
mit Yfesser, urn das nicbt umgesetzt verbliebene strablungs- 
empfindlicbe 'Material zu entfernen; und 

6) stromloses Metalllsieren der sensibilisierten Scbaltungs- 
musterbereicbe der Substratoberflache mit einera leiter- 
metall, urn die leiterbereicbe der Scbaltung bis zu der 
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gev/unscbten Dicke aufzubauen. 

Das Pboto-Verfabren hat den Vorteil, da8 die Herstellungs- 
kosten der gedruckten Scbaltungsplatte betracbtlicb ver- 
mindert v/erden, veil es nicbt erf order licb ist, ein plattier- 
tea Kupfersubstrat einzusetzen und well es nicbt nur unnotig 
lot, Katalysatorkerne dem Substrat und/oder dem Elebmittel 
einzuverleiben, sondern v/eil auch die Verwendung von zusatz- 
licben Mater ialien vermieden wird, die zur selektiven Aus- 
bildung eines Scbaltungsmustera notwendig aind, wie eines 
Atzresists (trockener Film, Gold- oder Lot-Plattierung) Oder 
einer Resistmaske zur 3tromlosen Metallisierung* AuBerdem 
ist su betonen, daB "bei dem Pboto-Verf abren die Katalysator- 
kerne in metalliscber Form in dem Bild des Scbaltungsmusters 
vorbanden sind, so daB diese Kataly sat or kerne wirksam als 
ICatalysator fiir die stromlose Metallisierung dienen und daB 
die stroiiilose Abscbeidung des Retails gleicbzeitig In den 
flacben Scbaltungsbereicben und an den Innenwanden der durcb- 
gebenden Locbteile beginnt, unmittelbar nacbdem das Substrat 
in die losung zur stromlosen Metallisierung getaucbt wird. 
Somit wird ausgezeicbnete Kontinuitat zwiscben den Kristallen 
der in den flacben Scbaltungsbereicben und der auf den Innen- 
wStaden der durcbgebenden Locber abgescbiedenen Hetalle er- 
reicbt. Es wird demnacb verbesserte Verlafilicbkeit und ver- 
bessertes Terbalten ira Hinblick auf die Verbindung der dtircb- 
gebenden Locber mit den flacben Scbaltungsbereicben erzielt. 

Um die gute Durcbfubrung des Pboto-Verfabrens wirksam zu 
realisieren, ist es andererseits erf orderlicb , daB das Sub- 
strat nicbt nur ausgeseicbnetes Haftvermogen gegeniiber der 
Leitermetallabscbeidung der Scbartmng, ausgezeicbnete elek- 
triscbe Bigenscbaf ten, Cbemikalienbestandigkeit, V/arraebe- 
standigkeit und abnlicbe Eigenscbaften bat, die erf order- 
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lich ftir beliebige Arten aer ublicben gedruckten Leiter- 
platten sind f sondern es mttssen aucb die nacbstebend erlauter- 
ten speziellen Forderungen erftillt sein. Anschaulicb erlautert 
muB die Menge der metalliscben Katalysatorkerne, die durch 
pbotocbemiscbe Reduktion auf der ELebmittelscbicbt des Sub- 
strata abgescbieden werden, notwendigerweise bei einem Wert 
gebalten werden, der zur stromlosen Metallisierung ausreicbt 
und dieser Wert muB beibebalten werden, bis die Stufe des 
stromlosen Metallisierens stattfindet. 3ei den iiblicben 
Metboden bestebt gedoch nicbt nur in der Stufe des Entfemens 
des Negativbildfilms die Neigung, daB die Hetallkatalysator- 
Kerne von der SubstratoberflScbe auf den Film in betrScbt- 
licber Menge fiber tragen werden, sondern auch in der Stufe 
des Waschens des Substrats mit ¥asser zur Entfernung der 
nicbt umgesetzt verbliebenen strablungsempfindlicben Masse 
neigen die Metalllcatalysator-Kerne in betracbtlichem Mafi 
dazu, von der Oberflache des Substrats entfernt zu v/erden 
und weggewascben zu v/erden. Es bestebt daber unvermeidbar 
die Gefabr, daB das Scbaltungsmuster-Bild aus den Kcita- 
ly3ator zur stromlosen Metallisierung verscbv/indet. Aus 
diesem Grund ist es rait den ublicben Metboden scbv/ierig, 
gedruckte Scbaltungsplatten mit boher VerlaBlicbkeit unter 
Anv/endung des Pboto-Verfabrens berzustellen. 

¥ie beispielsweise aus der beigefiigten Fig. 1 ersicbtlicb ist, 
bat bei dem ublicben Verfabren die Klebiaittelscbicbt v/ellen- 
formige Struktur und die auf dieser Scbicbt abgeschiedenen 
metalliscben Katalysatorkerne baften fest auf der Oberflacbe 
der Scbicbt rait Wellenstruktur, so daB die Katalysatorkerne 
in der Stufe der Wasserv/ascbe nicbt JLeicbt v/eggev/ascben 
v/erden. Aufgrund der relativ hoben Def onnierbarkeit und der 
niederen ¥armeverf ornungsteiaperatur des verwendeten Kleb- 
niittels unter liegt jedocb die Gestalt oder Struktur der 
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Oberflacbe der auf geraubten Schicht leicht der Verformung 
unter der Einwirkung des Druckes, der auf die Scbicbtober- 
flacbe auageiibt wird, wenn der tlegativbildfilm mit Hilfe 
der Vakuurninethode auf der Oberflacbe befestigt wird, und 
mancbmal aucb unter der Einwirkung der wabrend der Bestrab- 
lung freiwerdenden Warme, ao dafl der Eontaktbereicb zwiscben 
der Klebmittelacbicbt und dem Film erbobt wird, wodurcb die 
ttbertragung der raetalliacben Katalyaatorkerne, wie Kupfer, 
auf den Film in unvorteilbaf ter Weiae verstarkt wird. ¥enn 
andereraeits mit Hilfe veracbiedener Metboden die Deformier- 
barlceit dea Elebmittela vermindert und aeine WMrmeverf or- 
mungatemperatur verbesaert wird, so wird ea scbwierig, die 
Oberflacbe der Klebmittelacbicbt durcb At zen aufzurauben 
und inf olgedeaaen v/ird kaum die geiriinacbte Oberflacbe mit 
t/ellenstruktur erbalten, ao dai3 die Katalyaatorkerne dazu 
neigen, in der Stufe der Wasaerwascbe leicbt weggewaachsn 
su v/erdei?. 

Das bei dem erf indxiugsgenaBen Verfabren zu verwendende KLeb- 
mittel bat eine auageseicbnete Wirkung auf die Durcbf ubrung 
des Pboto-Verfabrens. Die aufgeraubte Oberflacbe, welcbe 
durcb Bebandlung der erf indungsgemaSen Klebmittelacbicbt mit 
einen 0;<cydation3mittel gebildet wird, entbalt zablreicbe . 
konvexe Struktureinbeiten, die aus den im wesentlicben kugel- 
formigen, warmegeliarteten und unter dieter tberraiscben Ein- 
wirkung verfeatigten H?xzteilcben besteben. Aua dieoeni Grund 
ist seibst dann, wenn der das STegativbild tragende Film dicbt 
auf der Oberflacbe der Klebmittelacbicbt befestigt v/ird, der 
Kontaktbereich swiacben dem Film und der Scbicbtoberflacbe 
wabrend der Stufe der Belicbtung relativ gering und daber 
bleiben die matalliseben Katalysatorkeme, welcbe unter der 
Einwirkung der pbotocbemiscben Reaktion durcb Reduktion ab~ 
geacbieden v/orden sind, f estgebalten, bis die Stufe der 
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stromlosen Metallisierung stattfindet, ohne daG eine tJber- 
tragung der Katalysatorkeme auf den 'Film eintritt. Demnach 
wird in keinem Bereich des Scbaltutigsmusters das Versehwinden 
des in Form eines Schaltungsmuster-Bildes angeordneten Kata- 
lysators fur die stromlose Plattierung beobachtet und auf 
diese Weise v/ird eine hohe Dichte und hohe Genauigkeit auf- 
weisende gedruelcte Schaltungsplatte rait hoher VerlaBlichkeit 
und ausgezeichneter Scharfe erhalten. 

Wenn das erf indungsgemaSe Klebinittel zur Herstellung von ge- 
druckten Schaltungsplatten mit Hilfe des Photo-Verf ahrens 
verwendet wird, kbnnen aufier der zuverlassigen Bildung des 
Schaltungsmusters folgende Wirkungen erreicht werden: 
Strahlungsenergie kann mit hoher V/irksamkeit ausgenutzt 
verden, um metallische Katalysatorkerne aus der v/aflrigen 
Losung des strahlungsempf indlichen Gemisches diirch Reduktion 
abzuscheiden und die mit Hilfe des Photo-Verf ahrens unter 
Verv;endLtng des erf indungsgemaBen ELebmittels hergestellte 
Schaltu.ng hat ausgezeichnete Warmehestandigkeit und es tritt 
keine Blasenhildung auf, selbst v/enn die so erhaltene ge- 
druckte Schaltungsplatte 3 Kinuten lang in ein hei 260°C ge- 
haltenes Lotbad getaucht wird. 

Die Scfindung v/ird unter Bezugnahme auf die nachstebenden 
Beispiele au3fiibrlicber erlautert, ohne da!2 sie auf diese 
beschrankt sein soil* In diesen Beispielen bedeuten Seile 
und Prozentangaben Gev/ichtsteile beziehungsv/eise Ge\*ichts- 
prozent, wenn nicbts anderes ausgesagt ist. Die in dieser 
Bescbreibung in den Beispielen erlauterten Eigenscbaf ten 
wurden nacb folgenden Metboden gemessen: 

Teilebendurcbnesser: 

visuelle llessung mit Hilfe einer Kikrophotographie, die 
unter Anwendung einer Scanning-Elektronen-mikrophotographisch( 
Yorricbtung ESK2 (Hitachi I,td., Japan) aufgenommen v/urde. 



809847/094& 



- 36 - 



2821303 



Mengenanteil in der Zusaaimensetzung (Vol.-j$): 

erbalten durcb Division der Gewicbtsanteile der jeweiligen 

Materialien durcb ibre entsprecbenden spezifischen Gewicbte. 

Iib3lichkeits-Parameter (IP): 
berecbnet mit Hilfe der Pormel 

d 2] G 
M 

in der G = die molar e Ansiebungskonstante, 
d = epezifiscbe3 Gewicbt, 
M = Molekulargewicbt 

Ftir Komponenten, die aus einem Miscbsystem besteben, wird 
der EP-\7ert (lLPX m j T nacb folgender Pormel berecbnet 

SlW i (LP) 1 
100 

in der (EP) . = der EP-Wert der jeweiligen Komponente (i) 
des Mis cbsy stems, 

\I = der Anteil der Eonponente (i) in Gew.-#, 

bezogen auf da3 Gesamtgev/icbt des Miscbsystens* 

Gewicht3mittel des Molekulargev/icbts: 

HIC-Hessvorricbtung, Hodell 802 der Toyo Soda Co* Ltd. , Japan 

Saule: G3000Hg (eine) und G2000 (drei) bergestellt 

durcb Toyo Soda Co. ltd. 
Lbsungsmittel: Tetrabydrofuran (etwa 2 Gew.-^S), 
Pliefigescbwindigkeit: 1,5 ml/min. , 
HeStemperatur 40°C (Saulentemperatur) . 

Scbalf estigkeit : 

gemessen nacb der in deia japaniscben Industriestandard JIS 
laurauer C6431, 5-7 bescbriebenen Metbode. 
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Lot-Test : 

durcbgefiihrt naeh der in JIS Summer C6481, 5.5 beschriebenen 
Methode. 



Beispiel 1 

In 400 Teile Methylathylketon und 30 Teilen Kethylcello solve 
v/urden 100 Teile eines Epoxyharzes des Bisphenol-A-Iyps 
Epikote 1001 (Produkt der Shell Chemical), 70 Telle eines 
Acrylnitril-Butadien-Copolymeren IT-1032 (Produkt der Mhon 
Zeon K.K. , Japan), 0,7 Teil pulverf brmiger Schwefel, 0,07 Teil 
2-M 3rC aptobenzothiazol, 10 Teile Zinkoxid, 0,03 Teil Palladium- 
(l])~chlorid, 3 Teile Bicyandiamid und 0,3 Teil Curesole C^- 
Z-Azine (Produkt der Shikoku Kasei K.K. , Japan) gegeben 
und eingemischt, um eine gleichraaBige fl1is3ige Harzma3se 
auszubilden. 

Die so hergestellte Harzmasse mirde auf ein Katalysator- 
haltiges Glasfaser-verstarktes Substrat aus Epoxyharz IE-161 
(Produkt der Hitachi Chemical Co,, Japan) in einer Trocken- 
dicke von 50 /am auf getragen und mit Hilf e eines HeiBluf t- 
trockners 5 Minuten bei 130°C getrocknet, wonach 60 Minuten 
lang an der Luft auf 160°C erhitzt wurde, um die Hiirtung zu 
bewirken. Auf diese Weise wde eine Schichtplatte mit einer 
KLebmittelharzschicht erhalten, in der thermisch gehartete 
Teilchen mit einem Durchmesser von 0,5 bis 4 dispergiert 



ITach der Ausbildung von durchgehenden Lbchern in der Schicht- 
platte und der Reinigung deren Oberflachen und der Innen- 
wande der durchgehenden Lbcher vrurde eine aus Epoxyharz 
HPR-404V (Produkt der Hitachi Chemical Co. , Japan) 



war en. 



809847/0945 



- 38 - 



2821303 



hergestellte Sesistmaske nit Hilfe einer Siebdruckmaschine 
vorgesehen. Diese Resistmaske wurde auf alien Bereichen der 
Schichtplatte erzeugt, aufler den Bereichen, v/elche das ge- 
druckte Schaltungsauster tragen. Danach wurde zur Durch- 
fUhrung der HSrtung 30 Ilinuten auf 150°C erhitzt. 

Die Schichtplatte nit der darauf ausgebildeten Resistmaske 
wurde 10 Mnuten lang in eine hei 45°C gehaltene waflrige 
Gbroiasaure-Scbweielsaure-Loeung (100 g C^/Liter; 300 xal cone. 
H 2 S0 4 /Liter) eingetaucht, um das Aufrauhen der aus der vor- 
stehend erwahnten Harzmasse hergestellten Schicht zu he- 
wirken. 

Die so^behandelte Schichtplatte wurde 30 Stunden lang in eine 
hei 70°C gehaltene waflrige Losung zur stroalosen Verkupferung 
getaucht (0,03 IIol Kupf er-( II) -sulf at/Id ter; 0,125 Kol 
iJatriunhyc!.ro::id/Mter; 0,0004 Kol Natriunscyanid/liter j 
0,03 Kol Pormalriehyd/Liter; 0,055 Mol Hatritun-atUylendioain- 
tetraacetat/Liter), ua die gedruckte Schaltungsplatte herzu- 
stellen. 

Die Schalfestigkeit zwischeu der leiternetallabscheidung und 
der Oberflache der Ilarzschicht der erhaltenen gedruckten 
leiterplatte hetrug 2,3 kg/cm. V/enn die gedruckte leiter- 
platte 3 Minuten lang in ein hei 260°0 gehaltenes iataittel- 
bad getaucht wurde, wurde keine Blasenhildung verursacht. 



Beispiel 2 

Zu 400 Tsilen Kethy lathy lketon und 30 Teilen Methylcellosolve 
wurden 80 Telle einea Bisphenol-A-Epoxyharzes Epikote 1002 
(Produkt der Shell Chemical), 20 Telle eines ITovolak-Epoxy- 
harses SpiJcote 154 (Produkt der Shell Chemical), 
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80 Seile eines Acrylnitril-Butadien-Copolyaeren H-1001 
(Produkt der Mbon Zeon K.K., Japan), 0,8 Teil pulver- 
formiger Schwefel, 0,08 leil 2-Mercaptobenzotbiazol, 
0,03 Teil Palladium-(ll)-cblorid, 3 Telle Dicyandiamid, 
0,3 Teil Curesole Z-Azine und 10 Teile ZrSiO. 
(Micropax A-20, Produkt der Hakusui Kagaku Kogyo E.K., 
Japan) gegeben und eingemisebt, um eine gleicbmaSige Harz- 
masse auszubilden. 

Die so gebildete Harzmasae wurde auf ein Eatalysator-baltiges 
Glasfaser-verstarktes Epoxybarzsubstrat IE-161 in einer 
Mcke der getrockneten Scbicht von 50 pi aufgetragen und 
mit Hilfe eines HeiBlufttroekners bei 130°C 5 Minuten lang 
getrocknet, wonacb zur Durebfubrung der Hartung 60 Minuten 
lang an der Luft auf 160°C erbitzt wurde. Dabei wurde eine 
Scbicbtplat-fce mit einer Scbicbt aus der ICLebniittelbarzmasse 
erbalten, in der die tbermisch gebarteten Teilcben, die 
einen Durcbraesser von 2 bis 6 pi batten, dispergiert waren. 

Nacb der Ausbildung von durcbgebenden LScbern in der Scbicbt- 
platte und dem Reinigen der Oberflacben und der Innenwande 
der durcbgebenden IScber wurde auf der Schiebtplatte in den 
Bereicben, die nicbt das gedruckte Scbaltungamuster tragen 
sollten, eine Resistmaske aus Riston-Film-Sype 6 (Produkt 
der Du Pont Company, USA) angebracbt. 

Die Scbicbtplatte mit der darauf befindlicben Resistmaske 
wurde dann 40 Minuten auf 130°0 erbitzt, Danacb wurden in 
gleicber Weise wie in Beispiel 1 die Stufen des Eintaucbens 
in eine bei 45 °C gebaltene waflrige Cbromsaure-Scbwefelsaure- 
LSsung und des Eintaucbens in eine waBrlge," zur stromlosen 
Verkupferung dienende Lbsung durcbgefabrt. 
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Die Resistmaske vrarde nit Hilf e von Methylenchlorid ent- 
fernt, v;obei eine gedruckte Leiterplatte erhalten wurde. 

Die Schalfestigkeit zv/i3chen der Leitermetallabscheidung 
und der Oberflache der Karzschicht der so erhaltenen ge- 
druckten Schaltungsplatte betrug 2,1 kg/cm. Wenn die ge- 
druckte Schaltungsple/fcte beziehungsweise Leiterplatte 
3 Minuten in ein bei 260°0 gebaltenes Lotmittelbad getaucht 
wurde, v/urde keine Blasenbildung verursacht. 

Beisniel 3 

la v/esentlichen die gleicbe Harzmasse wie in Beispiel 1 
wurde verv/endet, nit der Abanderung, dafl diese kein Palladium- 
(Il)-chlorid entliielt. Die Harzmasse wurde auf ein ait Ep- 
ozcyhars irnpragniertes Papiersubstrat L3-47 (Produkt der 
Hitachi Chemical Co*, Japan) in einer Dicke der trockenen 
Schicht von 50 jam aufgetragen und mit Hilfe eines HeiBluft- 
trocknars 5 Hinuten lang bei 130°C getrce.knet. Dann vmrde 
sie 60 Minuten lang an der Luft auf 160°C erhitzt, um sie 
zu harten, v/obei eine Schichtplatte mit einer KLebmittel- 
harzsehicht erhalten wurde, in der thermisch gehartete Teil- 
chen mit einem Durchmesser von 0,5 bis 4 pm dispergiert 
war en. 

ITach der Ausbildung von durcbgehenden Lochern in der Schicht- 
platte und dem Reinigen der Oberflachen der Platte sowie der 
Innenv/ande der durcbgehenden Loeher wurde in der in Bei- 
spiel 1 beschriebenen "Weise das Eintauchen in eine bei 45°C 
gehaltene waBrige LSsung von Chroinsaure/Schwef elsaure durch- 
geflihrt, um die aus der vorstehend erwahnten Harzmasse her- 
gestellte Schicht aufsurauhen. 
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Die so erhaltene Schichtplatte wurde 10 Minuten in eine 
palladiurihaltige SensibilisatorlSsung (HS-101B - Produkt 
der Hitachi Chemical Co #> Japan) eingetaucht, um die auf- 
gerauhten Oberflachen und die Innenwande der durchgehenden 
Locher ftir die stromlose Verkupferung zu sen3ibilisieren. 

Die so behandelte Schichtplatte wurde dann 2 Stunden lang 
in eine bei 70 C gehaltene waBrige Losung zur stromlosen 
Verkupferung getaucht, welche die gleiche Zusammensetzung 
wie die in Beispiel 1 verwendete Losung hatte, wobei eine 
3 }m dicke Kupf erschicht auf den aufgerauhten Oberflachen 
und den Innenwanden der durchgehenden LScher abgeschieden 
wurde* 

Auf der stromlos verkupfertm Schichtplatte wurde nun mit 
Ausnahme der Bereiche, welche das Mister der gedruckten 
Schaltung ergeben sollten, eine Re3istmaske aus einem Riston- 
film befestigt, wonach 40 Minuten lang auf 130°C erhitzt 
wurde . 

Die Schichtplatte mit der darauf angeordneten Resistmaske . 
wurde 45 Minuten lang in eine bei 55°C gehaltene waBrige 
LiSsung zur elektrolytischen Verkupferung getaucht (85 g 
Kupf erpyrophosphat /Liter; 510 g Kaliumpyrophosphat /Liter ; 
waBrige Ammoniaklosung, enthaltend 5 ml 25 gew.-^iges 
Ammoniak/Liter; 3 ml Glanzmittel Pyrolite PT~61(?rodukt 
der Uemura Kogyo K.K., Japan )Liter) , wahrend elektrischer 
Strom in einer Kathoden-Stromdichte von 3 A/100 cm 2 durch 
das Bad geleitet wurde. 

Die Resistmaske wurde mit Hilfe von Methylenchlorid ent- 
fernt. 

Die gebildete Schichtplatte wurde in eine bei 40°C ge- 
haltene waBrige Losung von Ammoniumpersulf at (100 g(lE^ ) 2 S 2 0g/l) 
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eingetaucbt, uia die Bereiche der Eupf erschicht, ausgenonnnen 
die Bereiche, v/elche das Kuater der gedruckten Schaltung 
Mlden 3ollten, su entfernen. Auf diese ¥eise wde eine 
gedruckte Leiterplatte erhalteu. 

Die Schalxestigkeit zv/ischen der Leiternetallabscheidung und 
der Ob erf lac he der Harzscbicht der erhaltenen gedruckten 
Schaltungsplatte betrug 2,1 kg/cm. Wenn die gedruckte Schal- 
tungsplatte 3 Minuter, in ein bei 260°C gehaltenes lotmittel- 
"bad eingetaucht wurde, so wurde keine Blasenbildung verur- 
sacht. 



Beispiel 4 

Im v/esentliehen die gleiehe I-Tasse zur Ausbildung der Schicht 
v/ie in Bei3piel 2, nit der Abanderung, dafl Ice in Palladium- 
(il')-chlorid in ibr enthalten war, vmrde auf ein mit Phenol- 
barz impragniertes Papier subs trat (EP-414F der Hitachi 
Chemical Co., Japan) in einer Dicke der trockenen Scbicht 
von 50 j.uq aufgetragen und mit Hilfe eines Heiflluf ttrockners 

5 Kinuten lang bei 130°C getrocknet. AnschlieSend v/urde die 
Hartung durch 50 Kinuten langes Erbitzen an der Luft auf 
160°C diD?chgefiihrt, 7/obei eine Schichtplatte rait einer 
Schicbt axis dem IQebmittelbars erhalten v/urde, in der 
thermisch gehartete Teilchen mit einem Durchmesser von 2 bis 

6 fxm dispergiert v/aren. 

Ifech der Bildung von durcbgebenden locbern in der Schicht- 
platte und der Reinigung der Oberflachen und der Innenwande 
der durcbgebenden Locher v/urde in gleicher V/eise v/ie in 
Beispiel 1 das Eintauchen in eine bei 45°C gehaltene v/a3rige 
0brozisaure-3chv;ef elsaiire-Iiosung durchgef uhrt , urn das Aufrauhen 
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der aus dieser Harzmasse bergestellten Scbicbt zu bewirken. 
Die Stufe des Eintaucbens in eine Palladium entbaltende 
Sensibilisatorlosung HS-101B wurde dann in gleicher Weise 
wie in Beispiel 3 durcbgeftihrt, urn die aufgeraubte Ober- 
flacbe und die Innenwande der durchgebenden locber fur die 
stromlose Verkupf erung zu sensibilisieren. 

Die so bebandelte Scbicbtplatte wurde 2 Stunden in eine bei 
25 0 gebaltene Ibsung zur stromlosen Verkupf erung (Oust 101 - 
Produkt der Hitacbi Cbemical Co., Japan) eingetaucbt, wobei 
eine 3 pm dicke Kupf erscbicbt auf den aufgeraubten Ober- 
f lacben und den Innenwanden der durcbgebenden locber abge- 
scbieden wurde. 

Macb dem Anbringen einer Resistmaske auf der so stromlos 
verkupf er ten Scbicbtplatte wurden das Erbitzen und das 
Elektrometallisieren in gleicber Weise wie in Beispiel 5 
durcbgeftibrt. 

Die Stufen des Entfernens der Resistmaske und des Eintaucbens 
in eine bei 40°C gebaltene wafirige losung von Ammoniumpersulfat 
wurden in der augegebenen Reibenfolge in gleicber Weise wie 
in Beispiel 3 vorgenommen, wobei eine gedruckte Scbaltungs- 
platte erbalten wurde. 

Die Scbalfestigkeit zwiscben der leitermetallabscbeidung und 
der Oberflacbe der Harzscbicbt der so erhaltenen Leiter- 
platte betrug 2,3 kg/cm. Wenn die gedruckte Deiterplatte 
3 Minuten in ein bei 260°C gebaltenes LBtmittelbad einge- 
taucbt wurde, wurde keine Blasenbildung verursacbt. 
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Beisniele 5 und 6 

Gedruckte Scfoaltungsplatten v/urden iin wesentlichen in der in 
Beispiel 3 beschrie'benen Verfahrensweise hergestellt, mit aer 
Abanderims, dafl Harzmassen der in Tabelle 2 angegebenen Zu- 
saraiaensetsung verwendet wurden. Die dabei erzielten Ergetmisse 
sitid ebenfalls in Tabelle 2 gezeigt, worin HM!D Hexametbylen- 
tetramin und MEK Kethylathylketon "bedeuten. 



Tabelle 2 



Schal- lotmittel- 
Beispiel Zusaraaen3etzunp; Itarcbmesser festigkeit test 



Bestandteil Menge 


iT-1032 


25 Telle 


HP-607IT 


100 


HMI 


10 


Schwefel 


0,35 


2 i-mn? 


0,02 


PZ 


0,02 


ZnO 


10 


HEK 


250 



1 bis 3 pun 2,4 kg/cm keine 

' Blasenbildung 



11-1032 50 Telle 

VP-13H 75 

H-2400 25 

Schwefel 0,5 2 bis 7 pa 2,0 kg/cm keine 

2MBT 0,05 Blasenbildung 

ZnO 5 

ZrSiO^ 15 

MEK 150 

Toluol 150 
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Anmerkungen : 



11-1032 : Acrylnitril-Butadien-Copolymeres ; 

HP-607N : ITovolak-Pbenolbarz; 

H-2400 : Alkylphenolharz ; 

2HBI : 2-Kercaptobenzotbiazol; 

PZ : Zink-dimetbylditbiocarbamat; 

VP-13N : Resol-Pbenolbarz; 

Durchmesser: Durchmesser der thermisch gebarteten leilcben; 

Scbalfestigkeit: gemessen zwiscben der Leitermetallab- 
scbeidung (3,5 pa dick) und der Oberflache 
der Harzscbicbt der gedruckten Leiterplatte; 

Lotmitteltest : 3 Minuten latiges Eintaueben in ein bei 
260°0 gebaltenes Lbtmittelbad 



Beispiele 7 und 8 

Gedruckte Scbaltungsplatten wurden im wesentlicben in der 
gleicben Weise v/ie in Beispiel 4 bergestellt, mit der Ab~ 
anderung, dafl Harzmassen der in IDabelle 3 angegebenen Zu- 
sammensetzung verv/endet vrurden. Die dabei ersielten Er- 
gebnisse sind ebenfalls in Tabelle 3 gezeigt. Darin baben 
die Abkiirzungen HUT und MEE die gleicbe Bedeutung v/ie in 
Tabelle 2. 
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Tabelle 5 



Beispiel ZusaEuaensetzung 
Bestandteil Menge 



Durcbnesser 



Schal- 
festigkeit 



LStmittel- 
test 



N-1032 
HP-607N 

roe 

H-2400 
Scbwefel 
2MBT 
ZnO 



ZrSiO 



MEK 



4 



70 
80 
8 

20 

0,7 

0,1 

5 

15 
300 



Teile 



1 bis 4 pn 2,3 kg/cm 



keirte 

Blasen- 

bildung 



N-1032 


30 Teile 


VP-13N 


75 


H-2400 


25 


Scbwefel 


0,3 


2MBT 


0,03 


ZnO 


5 


ZrSi0 4 


10 


K33K 


150 


Xylol 


100 



8 Scbwefel 0,3 4 bis 11 um 2,2 kg/cm keine 

1 Blasen- 
bildung 



Beispiel 9 

Zu 400 Teilen Metbylatbylketon und 30 Teilen Metbylcellosolve 
wurden 100 Teile Epikote 1001, 70 Telle Acrylnitril-Butadien- 
Copolymeres N-1032, 0,7 Teil pulverf ormiger Scbv/efel, 0,07 Teil 
2-Hercaptobenzotbiazol, 20 Teile ZnO, 3 Teile Dicyandiamid 
und 0,3 Teil Curesole C 1:L Z-Azine gegeben und eiugemiscbt 
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wobei eine gleichmaSige Harzmasse gebildet wurde. 

Die so gebildete Harzmasse wurde in einer Di eke der trockenen 
Schicht von 50 pm auf ein Substrat aus Glasfaser-verstarkten 
Epoxyharz aufgetragen und nit Hilf e eines HeiBluf ttrockners 
5 Minuten bei 130°C getrocknet, wonach die Hartung an der 
luft durch Erhitzen wahrend 60 Minuten auf 160°C durchge- 
fiihrt wurde. Auf diese Weise v/urde eine Schichtplatte mit 
einer Schicht aus der Klebmittelharzmasse erhalten, in der 
thermisch gehSrtete Teilchen mit einem Durchmesser von 0,5 
bis 4 pm dispergiert waren. Danacb wurden in der Schicht- 
platte durcbgehende L8cher ausgebildet. 

Die Schichtplatte mit den darin ausgebildeten durchgehenden 
Lbchern wurde 15 Minuten in eine bei 45°C gebaltene waflrige 
Chromsaure-Schwefelsaure-lSsung (100 g CrO^/Liter; 300 ml 
cone. HgSO^/Liter) und danacb 13 Minuten lang in eine wafirige 
Feutralisationslosung eingetaucht (20 g }TaHS0~/Liter ; 
pH 4,0; Raumtemperatur). 

Die so behandelte Schichtplatte wurde wahrend 5 Minuten in 
eine bei 40°0 gebaltene wafirige losung einer strahlungs- 
empfindlichen Masse (8 g Kupf er-(II)-acetat/Liter ; 16 g 
Glycerin/Liter; 120 g Sorbit/Liter; 10 g Pentaerythrit/Liter) 
getaucht, wonach 5 Minuten bei 80°0 getrocknet und dann 
15 Minuten bei Raumtemperatur stehengelassen wurde. 

Die so behandelte Schichtplatte wurde in engen Kontakt mit 
einem Uegativf ilm gebracht und durch den ITegativf ilm 
60 Sekunden lang mit Ultraviolettstrahlung einer Intensitat 
von 30 mW/cm 2 bestrahlt. 

Hacta dem V/aschen mit fliefiendem Wasser wahrend 60 Sekunden 
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wurde die bestrablte Schichtplatte 30 Stunden in eine Dei 
70°0 gebaltene waSrige Losung zur stromlooen Kupf erabscbei- 
dung eingetaucbt (0,03 Hoi Kupfer-(Il)-sulfat/Liter ; 0,125 Mol 
flatriumby dr oxid/Liter ; 0 , 0004 Mol Natriumcy anid/Lit er ; 
0,08 Mol Formaldebyd/liter; 0,036 Mol ITatrium-atbylendiamin- 
tetraacet at /liter), wobei eine gedruckte Scbaltungsplatte 
erbalten wurde. An keiner Stelle des Scbaltungsmusterbildes 
wurden Stellen beobacbtet, die frei von einer Abscbeidung 
des Beit emnet alls war en. 

Die Scbalfestigkeit zwiscben der Leitermetallabscbeidung und 
der Oberflacbe der Harzscbicbt der so erbaltenen gedruckten 
Scbaltungsplatte betrug 2,3 kg/cm. Venn die gedruckte 
Scbaltungsplatte 3 Minuten in ein bei 260°0 gebaltenes 
Botmittelbad eingetaucbt wurde, wurde keine Blasenbildung 
verursacbt . 



Beisniele 10 bia 29 

Gedruckte Scbaltungsplatten vmrden im wesentlicben in der 
in Beispiel 9 bescbriebenen Weise bergestellt, mit der Ab- 
anderung, da3 die spater beacbriebenen Harzmassen verwendet 
vmrden. Bei Verwendung jeder dieaer Harzmassen wurde in alien 
Bildbereicben des Scbaltungsmusters keine von einer Abscbei- 
dung des Beitermetalls freie Stelle beobacbtet. Jede der so 
erbaltenen gedruckten Scbaltungsplatten wurde 3 Minuten 
lang in ein bei 260°0 gebaltenes L'dtmittelbad getaucbt, 
wobei keine Blasenbildung verursacbt wurde. 
mc alle Beispiele 10 bis 29 sind die Daten des Durcbmessers 
der warmegebarteten Teilcben, die in der ELebmittelbarz- 
scbicbt dispergiert sind, und die Bat en der Scbalfestigkeit 
zwiscben der Leitermetallabscbeidung und der Oberflacbe der 
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Harzschicht der gedruckten Schaltungsplatte in Tabelle 4 
gezeigt. 

(Beispiel 10) 

Es wurde eine Harzmasse verwendet, die aus 80 Teilen 
Epikote 1002, 20 Teilen Epikote 154, 80 Teilen Acryl- 
nitril-Butadien-Copolymerem N-1001, 0,8 Teil pulver- 
fSrmigem Schwefel, 0,08 Teil 2-Mercaptobenzothiazol 
(nachstehend als 2MBT bezeichnet), 3 Teilen Dicyandiamid, 
10 Teilen ZrSiO^, 400 Teilen Methylathylketon (nach- 
stehend als MEK bezeichnet) und 30 Teilen Hethylcellosolve 
bestand. 

(Beispiel 11) 

Es vrurde eine Harzmasse verwendet, die aus 100 Teilen 
Epikote 1004, 100 Teilen Acrylnitril-Butadien-Copolymerem 
N-1001, 1 Tell pulverfSrmigem Sclrv/efel, 0,1 Teil 2KBT, 
3 Teilen Dicyandiamid, 2 Teilen ZnO, 15 Teilen ZrSiO^, 
400 Teilen Toluol und 30 Teilen Hethylcellosolve bestand. 

(Beispiel 12) 

Es wirde eine Harzmasse verv/endet, die aus 75 Teilen 
Epikote 1004, 25 Teilen Epikote 154, 40 Teilen Acryl- 
nitril-Butadlen-Copolymerem H-DIT401, 0,4 Teil pulver- 
fBrmigem Schv/efel, 0,04 Teil 2MBT, 3 Teilen Dicyandiamid, 
5 Teilen Magnesiumoxid, 15 Teilen ZrSiO^, 150 Teilen MEK, 
150 Teilen Toluol und *30 Teilen Hethylcellosolve bestand. 
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(Beispiel 13) 

Es wurde eine Harzmasse verwendet, die aus 80 Teilen 
Epikote 1001, 20 Teilen Epikote 154, 60 Teilen des Acryl- 
nitril-Butadien-Copolymeren 1T-1001, 5 Teilen Hypalon 20 
(Produkt der Showa Eeoprene K.K. , Japan), 0,6 Teil pulver- 
formigem Schwefel, 0,06 Teil 2MBT, 3 Teilen Bicyandiamid, 
2 Teilen Ti0 2 , 15 Teilen CaCOj, 400 Teilen MEK und 30 Teilen 
Methylcellosolve hestand. 

(Beispiel 14) 

Es wurde eine Harzmasse verwendet, die au3 80 Teilen 
Epikote 1001, 20 Teilen Epikote 154, 40 Teilen des Aeryl- 
nitril-Butadien-Copolymeren N-1001, 5 Teilen des Phenoxy- 
harzes PAHJ (Produkt der Union Carbide Corp., USA), 0,4 Teil 
pulverformigem Schwefel, 0,04 Teil 2KB ID, 3 Teilen Dieyan- 
diamid, 10 Teilen CaCO-, 200 Teilen MEK, 150 Teilen Athyl- 
acetat und 30 Teilen Methylcellosolve hestand. 

(Beispiel 15) 

Es wurde eine Harzmasse verwendet, die aus 90 Teilen 
Epikote 1001, 10 Teilen Chissonox 221, 25 Teilen A.cryl- 
nitril-Butadien-Copolymerem H-1000xl32, 0,3 Teil pulver- 
formigem Schwefel, 0,03 Teil 2MBT, 12 Teilen ZnO, 3 Teilen 
Dicyandiamid, 0,3 Teil Curesole C-^Z-Azine (nachstehend 
auch als C^Z-Azine hezeichnet) und 150 Teilen MEK, 
150 TeilenAthylacetat und 30 Teilen Methylcellosolve 
hestand. 

(Beispiel 16) 

Es wurde eine Harzmasse verwendet, die aus 90 Teilen 
Epikote 1002, 10 Teilen Chissonox 221, 70 Teilen de3 
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Acrylnitril-Butadien-Copolymeren E-BN401, 0,7 Teil pulver- 
formigem Schwefel, 0,07 Teil 2 MBT, 20 Teilen ZnO, 3 Teilen 
Bicyandiamid, 0,3 Teil C-^Z-Azine, 200 Teilen MEK, 
200 Teilen Xylol trad 30 Teilen Methylcellosolve bestand. 

(Beispiel 17) 

Bie verwendete Harzmasse bestand aus 90 Teilen Epikote 1002, 
10 Teilen Chissonox 289, 30 Teilen des Acrylnitril-Butadien- 
Copolymeren U-1032, 0,3 Teil pulverf brmigem Schwefel, 
0,03 Teil 2MBT, 8 Teilen ZnO, 4 Teilen Bicyandiamid, 0,4 G?eil 
C ll Z ~ Azilie ' 500 Te ileii MEK und 40 Teilen Methylcellosolve. 

(Beispiel 18) 

Bie verwendete Harzmasse bestand aus 70 Teilen Epikote 1002, 
30 Teilen Epikote 154, 80 Teilen Neoprene AB, 0,8 Teil 
pulverformigem Schwefel, 0,08 Teil 2MBT, 20 Teilen ZnO, 

5 Teilen Bicyandiamid, 0,5 Teil C 1;L Z-Azine, 200 Teilen 
Toluol, 200 Teilen Xylol und 50 Teilen Methylcellosolve. 

(Beispiel 19) 

Bie verwendete Harzmasse bestand aus 75 Teilen Epikote 1002, 
25 Teilen Epikote 152, 100 Teilen JJeoprene AB, 1,0 Teil 
pulverformigem Schwefel, 0,10 Teil 2MBT, 24 Teilen ZnO, 
3 Teilen Bicyandiamid, 0,4 Teil C 1:L Z-Azine, 200 Teilen MEK, 
200 Teilen Athylacetat und 30 Teilen Methylcellosolve. 

(Beispiel 20) 

Bie verwendete Harzmasse bestand aus 70 Teilen Epikote 1004, 
30 Teilen Epikote 152, 90 Teilen Neopren ¥, 2,9 Teilen 
pulverformigem Schwefel, 0,29 Teil 2MBT, 40 Teilen ZnO, 

6 Teilen Bicyandiamid, 0,6 Teil O^Z-Azine, 250 Teilen MEE, 
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250 Teilen iitbylacetat und 60 Teilen Methylcellosolve. 
(Beispiel 21) 

Es vurde eine Harzmasse verwendet, die aus 90 Teilen 
Epikote 1004, 10 Teilen Cbissonox 206, 90 Teilen Eeopren GIf, 
5,5 Teilen pulverf ormigem Scbwefel, 0,35 Tell 2MBT, 
40 Teilen ZnO, 6 Teilen Dicyandiamid, 0,6 Teil C-jjZ-Azine, 
250 Teilen MEK, 250 Teilen Athylacetat und 60 Teilen Methyl- 
cellosolve bestand. 

(Beispiel 22) 

Die verwendete Harzmasse bestand aus 80 Teilen Epikote 1002, 
20 Teilen Chissonosc 289, 100 Teilen Heoprene AD, 4,0 Teilen 
pulverf ormigem Scbwefel, 0,40 Teil 2MBT, 60 Teilen ZnO, 
7 Teilen Dicyandiamid, 0,7 Teil C^Z-Azine, 500 Teilen 
Toluol xmd 70 Teilen Methylcellosolve. 

(Beispiel 23) 

Die verwendete Harzmasse bestand aus 100 Teilen Epikote 1001, 
200 Teilen Neoprene AD, 0,8 Teil pulverf ormigem Scbwefel, 
0,08 Teil 2KBT, 21 Teilen ZnO, 3 Teilen Dicyandiamid, 0,4 Teil 
C 1;L Z-Azine, 350 Teilen Toluol, 350 Teilen Ithylacetat und 
30 Teilen Methylcellosolve. 

(Beispiel 24) 

Die verwendete Harzmasse bestand aus 75 Teilen Epikote 836, 
25 Teilen Epikote 154, 100 Teilen eines Polybutadiens 
N-BR-1441, 1,0 Teil pulverf brmigem Scbwefel, 0,10 Teil 
21-lBT, 24 Teilen ZnO, 3 Teilen Dicyandiamid, 0,4 Teil 
C-^Z-Azine, 200 Teilen MEK, 200 Teilen Athylacetat und 
30 Teilen Methylcellosolve. 
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(Beispiel 25) 

Me verwendete Harzmasse bestand aus 80 Teilen Epikote 1001, 
20 Teilen Epikote 152, 300 Teilen Polybutadien H-BR-1220, 
2,9 Teilen pulverf ormigem Schwefel, 0,29 Teil 2MBT, 
40 Teilen ZnO, 6 Teilen Dicyandiamid, 0,6 Teil C 1;L Z-Azine, 
800 Teilen MEK und 60 Teilen Methylcellosolve. 

(Beispiel 26) 

Die verwendete Harzmasse bestand au3 50 Teilen Epikote 1002, 
30 Teilen Epikote 834, 20 Teilen Chissonox 221, 100 Teilen 
Polybutadien N-BR-1220, 1,4 Teilen pulverf Brmigem Schwefel, 
0,15 Teil 2MBT, 21 Teilen ZnO, 4 Teilen Dicyandiamid, 
0,4 Teil 0 1:L Z-Azine, 250 Teilen MEK, 250 Teilen Xylol und 
40 Teilen Methylcellosolve. 

(Beispiel 27) 

Die verwendete Harzmasse bestand aus 90 Teilen Epikote 1002, 
10 Teilen Cbissonox 289, 350 Teilen Polybutadien 1T-BR-1441, 
3,5 Teilen pulverf b'rmigem Schwefel, 0,35 Teil 2MBT, 
40 Teilen ZnO, 6 Teilen Dicyandiamid, 0,6 Teil C-^Z-Azine, 
450 Teilen MEK, 450 Teilen Toluol und 60 Teilen Methyl- 
cellosolve. 

(Beispiel 28) 

Die verwendete Harzmasse bestand aus 100 Teilen Epikote 1001, 
300 Teilen Polybutadien N-BR-1220, 2,9 Teilen pulverf Brmigem 
Schwefel, 0,29 Teil 2MBT, 40 Teilen ZnO, 6 Teilen Dicyan- 
diamid, 0,6 Teil C^jZ-Azine, 800 Teilen MEK und 60 Teilen 
Methylcellosolve. 
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(Beispiel 29) 

Die verwendete Earzmasse bestand aus 80 Teilen Epikote 1002, 
10 Teilen Spikote 154, 10 Teilen Alkylphenoltiars H-2400, 
80 leilen Acrylniteil-Butadien-Copolymerem 1T-1001, 0,8 Teil 
pulverformigem Sctrwefel, 0,08 Ceil 2MBT, 3 Teilen Dicyan- 
diamid, 10 Teilen ZrSiO^, 400 Teilen MEK und 30 Teilen 
He thy lc ellos olve . 



In samtlichen Beispielen 1 bis 29 wurde der Metalli3ierungs- 
vorgang so durchgefuhrt, dafi eine gedruckte Schaltungs- 
platte gebildet vmrde, auf der eine 35 pi dicke Leiter- 
metallabscheidtmg abgelagert war. 
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Tafrelle 4 



* spiel Purchmeaser fpa) Scbalfestigkeit (leg/cm) 

10 2-6 2f l 

11 5,5 - 8,5 2,0 

12 3,5 - 8,0 2,0 

13 1-5 2,3 

14 7-15 2,0 

15 2 - 11 1,9 

16 1-5 2,4 

17 3-12 2,0 

18 7-13 2,3 

19 5,5 - 9 2,0 

20 2 - 7 2,3 

21 1 - 4,5 2,5 

22 1-12 2,7 

23 7-13 2,3 

24 3-11 2,2 

25 2,5 - 10 2,5 

26 2-5 2,5 

27 1 - 6 2,4 

28 2,5 - 10 2,5 

29 1-4 2,5 



Die EP-tferte der in den Beispielen verwendeten Harze sitid 
in der nachstehenden Tabelle 5 gezeigt. 
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Tabelle 5 



Bezeichmrag 



der KosTOonents 


Besseichmms des Harses 


LP-Wert 




IT-1001 


9,7 




IT-1032 


9,4 




H-DN401 


8,8 




H-1000xl32 


9,9 


A 


Neopreae AD 


9,3 




» Gil 


9,2 




ii y 


9,2 




N-BR-1220 


8,5 


• 


H-BR-1441 


8,5 



11,0 
11,3 
11,3 
11,2 
9,3 
8,9 
8,9 
9,2 
9,1 
8,-G 
10,8 
10,6 
9,9 



Epikote 1004 
1002 

» 1001 
" 836 
» 834 
« 154 
" 152 
B Chissouox 221 



ss*r.i£i'-.-J u 28j 

« 206 
HP-607IT 

YP-13H 
R-2400 
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